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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION
DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 1: Généralités

AVANT PROPOS

1) La CH (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale d¢ normalisation,¢omposée
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la pour objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de normall ation dans es aines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, tionales
Leur glaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels out €omité sé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouverne htales, en
liaisor) avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collakore eétrQite janisation
Internptionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées pap/as ipns.

2) Les de¢cisions ou accords officiels de la CEl concernant les question a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, étant do ntéresseés
sont représentés dans chaque comité d'études

3) Les dpcuments produits se présentent sous la forme dg mmandaftions intérhationales. lls sopt publiés
comme normes, spécifications techniques, rgpports te et agréés comme tels par lep Comités
nationaux.

4) Dans |e but d'encourager I'unification international ionaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon |transparente, dans toute la mesure poss ationales de la CEIl dans leufs normes
nationfales et régionales. Toute divergenceg 3 ela CEIl et la norme nationale ou |[régionale

correspondante doit étre indiquée en terme

5) La CH
n'est {
6) L'atte
I'objet]
respo

La Norr
Techniq

Le texte

Le rapp

me indication d'approbation et sa resq
ne de ses normes.

droits analogues. La CEIl ne saurait étre te
® propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

FDIS Rapport de vote
91/345/FDIS 91/367/RVD

bride vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vo

onsabilité

vent faire
nue pour
e.

la CEl:

te ayant

abouti &

' bat: Al 44
rappruuvativit Uutc o T1UTTIHG .

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Il convient d'utiliser la présente norme conjointement avec les parties suivantes de la CEl
61192, sous le titre général Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages
électroniques brasés:

Partie 2:
Partie 3:
Partie 4:

Assemblage par montage en surface
Assemblage au moyen de trous traversants
Assemblage au moyen de bornes
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

WORKMANSHIP REQUIREMENTS
FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 1: General

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for omprising
all nagional electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the elg fields. To
this ephd and in addition to other activities, the IEC publishes International {Sta ration is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee interested ith may
participate in this preparatory work. International, governmental and nqQn-gowver s liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates clos hanization
for Sfandardization (ISO) in accordance with conditions dete the two
organfzations.

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on technig sible, an
interngtional consensus of opinion on the relevant subjects gi sentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of resg the form
of stgndards, technical specifications, National
Comniittees in that sense.

4) In order to promote international unification ati S i undertake to apply IEC International
Standprds transparently to the maximum/ extent possi in\their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the 3 ional or regional standard shall pe clearly
indicafed in the latter.

5) The IEC provides no markihg proggdure toNpt appyoval and cannot be rendered responsible for any
equipfent declared to bg\in corformity with ong R

6) Attentjon is drawn to the o) some _of the elements of this International Standard may be thhe subject
of patent rights.@ S espopsible for identifying any or all such patent rights.

Internatlonal Stan been prepared by IEC technical commijtee 91:

Electror]i

The tex on the following documents:

FDIS Report on voting
91/345/FDIS 91/367/RVD

Full infdrmation on the voting for the approval of this standard can be found in the rgport on

voting indicated-mtheabovetabte:

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61192, under the

general title Workmanship requirements for soldered electronic assemblies:

Part 2: Surface-mount assemblies
Part 3: Through-hole mount assemblies
Part 4. Terminal assemblies
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

@%
8
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
8
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 61192 couvre les régles générales de qualité d'exécution pour
la fabrication d'ensembles électroniques brasés permettant de satisfaire aux exigences de la
CEI 61191-1 et a celle des normes intermédiaires correspondantes.

Les exigences relatives a l'assemblage par montage en surface, au moyen de trous
traversants et au moyen de bornes sont données dans la CEl 61192-2, la CEI 61192-3 et la
CEI 61192-4 qui sont des normes séparées mais apparentées.

@C@
8
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INTRODUCTION

This part of IEC 61192 covers general workmanship requirements for the manufacture of
soldered electronic assemblies that can enable the requirements of IEC 61191-1 and its related
sectional standards to be met.

The requirements for surface-mount assemblies as well as through-hole mount assemblies and
terminal assemblies are given in IEC 61192-2, IEC 61192-3 and IEC 61192-4, which are
separate but related standards.

@%
8
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EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION
DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 1: Généralités

1 Domaine d'application

d'exécution des montages de composants électroniques brasés sur des (carte mées et

La prés Hisation

conductfice est directement déposée sur un substrat céramiqu bllique a
revétement céramique. Elle couvre les boitiers multipyce S slubstrats
organiqlies mais les exclut lorsqu'ils sont montés sur des<{surface aniques
tels quelcéramique ou silicium.

L'objet de cette norme est de:

a) définir des régles et des lignes difectrices i€ ité d'exécution correcte et

bonne pratique de préparation,
élecfroniques et électriques;

et d'essai des mpontages

b) permettre I'obtention de niveaux d |me L de qualité de produits élevés grace a la

c) permettre aux fournisseurs\ ¢ i|jsateurs\d

Les do aren fts sont indispensables pour I'application du |présent
document. féreqpces. datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, rniere \éditioM\du Wocument de référence s'applique (y compris les éyentuels

CEI 601 > 1 fabrication et assemblage des cartes imprimées — Termes et défihitions

CEl 611 sation —
Partie : s——CoRsiderations—corecernan : sembles

électroniques

CEI 61188-5-2, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation —
Partie 5-2: Considérations sur les liaisons pistes- soudures — Composants discrets 1)

CEI 61189-3, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'interconnexion et
les ensembles — Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion (cartes imprimées)

CEI 61190-1-1, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-1:
Exigences relatives au flux de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans les
assemblages de composants électroniques

1) A publier.
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WORKMANSHIP REQUIREMENTS
FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 1: General

1 Scope and object

This part of IEC 61192 specifies general requirements for workmanship i ectronic
assemblies on printed boards and on similar laminates attached to the gurface(s)ef|organic

This standard does not include hybrid circuits in which the conducto i ?posited
directly ' hultichip
modules bled on
inorganic substrate surfaces such as ceramic or silicon.

The purpose of this standards is:

a) to define requirements and guid in the
preparation, soldering, inspection g ;

b) to epable achievement of high yields bntrol in
production:

c) toe ie.assemblies to specify good manufacturing
pradtice as part of a cg

2 Normative rifer

The follpwing referer cument.

For datgd referengé [ edition

of the rg

IEC 601

IEC 611
Generic|

ards and printed board assemblies — Design and use — Rart 1-1:
Flatness considerations for electronic assemblies

IEC 611188-5-2, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Rart 5-2:
Attachment (land/joint) considerations — Discrete components 1)

IEC 61189-3, Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies —
Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)

IEC 61190-1-1, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-1: Requirements for
soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly

1) To be published.
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CEI 61191-1, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique — Ex

El:2003

igences

relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de

montage en surface et associées

CEI 61191-2, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: Spécification intermédiaire -

Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour montage en surface

CEI 61191-3, Ensembles de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermédiaire —

Exigences relatives a l'assemblage par brasage de trous traversants

CEI 61191-4, Ensembles de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédiaire -

H L s L Jor . ' Je S
Exigencesrefativesatassembiagedebornes parbrasayge

CEI 611]92-2, Exigences relatives a la qualité d'exécution des ass
brasés + Partie 2: Assemblage par montage en surface

CEl 611
braseés -

CElI 611

CEI 61340-5-1, Electrostatique — Partie
phénomlénes électrostatiques ]

CEl 61340-5-2, Electro
phénomenes électrosty

Pour lef. besoins deé la présente partie de la CEIl 61192, les définitions de la CH

s'appliguentainsiguetadefinitiongi-apres———————

31
conception nouvelle
conception qui n'a pas été précédemment montée par le fabricant

4 Exigences générales

4.1 Ordre de priorité

oniques

oniques

oniques

Partie 8:
'S

ntre les

ntre les

ge des

tallation

| 60194

A moins que l'utilisateur ne spécifie une conformité a I'ensemble des exigences (ou a des
éléments spécifiques) de la présente norme, dans le cadre par exemple d'un contrat de
fourniture, les articles et paragraphes obligatoires et pertinents qui y sont définis peuvent étre

interprétés comme des lignes directrices.
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IEC 61191-1, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements for
soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly

technologies

IEC 61191-2, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirem
surface mount soldered assemblies

IEC 61191-3, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirem
through-hole soldered assemblies

IEC 61191-4, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirem

ents for

ents for

ents for

terminalsofderedassembties

IEC 61192-2, Workmanship requirements for soldered electronic assen
mount assemblies

IEC 611[92-3, Workmanship requirements for soldered electronic\assem
hole mount assemblies

IEC 611
assemblies

IEC 61249-8 (all parts), Materials fo
cation set for non-conductive films and ¢

IEC 617/60-2, Sur
surface |mounting deb

gy — Part 2: Transportation and storage cond
pheation guide

1ISO 90042, Quali Stern Model for quality assurance in production, installaf
servicing

is part of IEC 61192, the definitions in IEC 60194 and the followin

. purface-

: Through-

[erminal

specifi-

trostatic

trostatic

itions of

jon and

g apply.

For the purposes of

3.1
new design
design that has not previously been assembled by the manufacturer

4 General requirements

4.1  Order of precedence

Unless the user specifies compliance with all of the requirements (or with specific items) in this
standard, for example, as part of a supply contract, the relevant mandatory clauses and

subclauses herein may be interpreted as guidance.
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Les schémas fournis dans la présente norme sont destinés a aider a l'interprétation des
exigences écrites qui font foi.

411 Contradiction

Lorsque l'utilisateur déclare se conformer a tout ou partie des exigences obligatoires de la
présente norme,

a) en cas de contradiction entre le texte de cette norme et les documents applicables qui y
sont cités, se reporter a la CEI 61191-1 qui donne les priorités correspondantes ainsi
qu'aux CEI 61191-2, CEI 61191-3 et CEl 61191-4 en ce qui concerne les exigences
techniques. Cependant, rien dans la présente norme n'est censé remplacer les lois et

réglgmemntations appticables:

b) en gas de contradiction entre les exigences de la présente nor dessins
d'asgemblage et les spécifications applicables de I'utilisateuf doivent
s'appliquer. En cas de contradiction entre les exigences de cette o) dlessins
ou la ou Ies speC|f|cat|ons qui n ont pas éte approuves par I' i doivent
étre sQepts modifi-
catigns) doit étre documentée, par exemple par une ng qSi fici mention
équilalente sur le ou les dessins ou la ou les spécification igdolv ‘ iuer.

c) lorsque les exigences applicables de la documentati iliSg i i¢tes que
les Bléments obligatoires applicables contenus( daf 1191-2,
la CEI 61191-3, la CEI 61191-4 ou dans Ia pr gnt niNe fourmsseur ni l'ufilisateur
ne goivent revendiquer la confg \ pE normes
énumérées dans le présent artie articles
spégifiqgues et les allégements des ne des
dempndes.

4.1.2 Interprétation de

Lorsqud l'utilisateur déglare xigences obligatoires de cette norme,

a) sauf indicat@ i ili W', le terme «doit», signifie que I'exigepce est
obligatoire. To 3 3 upe exigence «obligatoire», requiert I'acceptation écrite
de I'utili , e al travers du dessin d'assemblage, de la spécification ¢pu d'une
clau

b) lest I8 et «peut», concernent respectivement des recommandations et
des |i i i tilisés pour exprimer des dispositions non obligatoires.

4.1.3

L'introddiction-d'une efassification des produits en fonction de I'application finale prévug permet

a l'utilisateur de différencier les exigences de performance.

Cette norme reconnait que les montages électroniques et électriques sont soumis a des
classifications correspondant a I'utilisation finale prévue. Le paragraphe 4.3 de la CEl 61191-1,
identifie trois niveaux généraux relatifs au produit fini établis afin de refléter les différences au
niveau de la productivité, de la complexité, des exigences de performances fonctionnelles et
de la fréquence des vérifications (contréle/essai). Il convient d'admettre d'éventuels
empiétements de matériels entre différents niveaux.

La détermination du niveau auquel le produit appartient incombe a l'utilisateur des montages.
Le contrat doit spécifier le niveau prescrit et indiquer toute exception ou exigence
supplémentaire concernant les parametres, le cas échéant. Les trois niveaux sont:
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Line drawings in this standard are intended to assist in interpretation of the
requirements. The written requirements take precedence.

411

Conflict

written

When the user elects to specify compliance with all or some of the mandatory requirements of
this standard,

a) in the event of conflict between the text of this standard and the applicable documents cited
herein, refer to IEC 61191-1 for the relevant priorities and to IEC 61191-2, IEC 61191-3 and
IEC 61191-4 for technical requirements. However, nothing in this standard supersedes
applicable laws and regulations.

b) in the event of conflict between the requirements of this standard an

asse

mbly drawing(s) and specifications, the latter shall govern

ble user

nflict is

between the requirements of this standard and drawing(s) or specifi ave not
been approved by the user, the latter shall be submitted to the user for DN such
approval, the acceptance (or changes) shall be documented f6 revision
note| or equivalent on the drawing(s) or specification(s) which sha

c) whefe the applicable user documentation require han the
appljcable mandatory items in IEC 61191-1, IEC 61 EC 611914, or in
this standard, neither the supplier or the user sha y of the
standard listed in this clause, without identifying clauses and| related
requirement relaxations in each and every sug j

4.1.2 Interpretation of requirements

When th atory requirements of this stgndard,

a) unleps otherwise sped Qrd/'shall", signifies that the requirgment is
mandatory. Deviatio srequirement requires written acceptance by the user,
for gxample, via assen drawing,\specificatioh or contract provision.

b) the words "s and are
used whenev

4.1.3

The intr| rements

according to

This st ification

by intea Lproduct

levels that have beep/established to reflect differences in producibility, complexity, fynctional

performpnee requirements and verification (inspection/test) frequency. It should be reqognized

that there may be overtaps of equipment between fevels.

The user of the assemblies is responsible for determining the level to which the product
belongs. The contract shall specify the level required and indicate any exceptions or additional
requirements to the parameter, where appropriate. The three levels are:
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Niveau A - produits électroniques généraux. Il comprend les produits de consommation,
certains ordinateurs et les périphériques ainsi que le matériel informatique approprié aux
applications quand I'exigence principale est fonction de I'ensemble achevé;

Niveau B — produits électroniques spécialisés. Il comprend le matériel de communication, les
machines de bureau perfectionnées et des instruments pour lesquels de hautes performances
et une durée de vie étendue sont prescrites et que I'on souhaite voir fonctionner de fagon
ininterrompue sans que cela soit pour autant impératif (généralement, I'environnement
d'utilisation finale ne provoque pas de défaillance);

Niveau C — produits électroniques a hautes performances. Il comprend tous les matériels pour
lesquels—un fonctionnement continu ou sur demande est impératif (aucune—période d'arrét du
matériel ne peut étre tolérée, il est possible que l'environnement d'Gtilisatien_ffinlale soit
exceptignnellement difficile et il faut que le matériel fonctionne sur co c'est le
cas pouf les systémes d'aide a la vie et autres systémes d'urgence).

Pour chpque niveau, le statut des produits est subdivisé en troig’é Scution.
a) Cible — représente un niveau de pratique et de quali 'objectif
poul toutes les opérations normales (il s'agit d'une S

b) Acceptable — représente un état minimal qui pelt & I tilisateur donpé ou le
cas |échéant a I'unité de fabrication suiva 3 ecti ou retouche; [lorsque
I'incidence des écarts par rapport ke de maniére a cqncerner
une |portion significative de la prddu des limites de gegtion de
processus prédéterminées), il convi : né attentigh toute particuliére et|de faire
appel a des mesures correctives (il gi gorie satisfaisante);

c) Non|conforme — représente un incide : > une correction par des travaux de
retoliche appropriés (o ne mise Qu rebuk) et™dont il faut formellement rendre|compte

com de gestion de processus; il est considéré
Susd : > ina ble ou le produit notablement ngn fiable
(il '
La prem plique que tous les autres états précédanf la non-
conform|i si un état non conforme indique un «démouillage de
10 % dn{ que s'il y a démouillage de 9 % de la surface,|ceci est
accepta pplicable.
Une non- impliqgue automatiquement une non-conformité au nive¢au B et

au nivese ormité au niveau B implique une non-conformité au niveau C.

Le fabricant doit disposer (retoucher, réparer, utiliser en I'état ou mettre au rebut) Ig produit
non conrorme sur |la~base des exigences de conception, d'entretien et d'utilisation.

Il est admis, aux fins d'arbitrage, d'effectuer une mesure réelle de la quantité de matériaux
spécifiques, du placement des composants, de la position des composants ou des dimensions
du raccord brasé.

Il n'est pas recommandé que le niveau applicable a la piece soumise au contréle soit choisi par

le contréleur. 1l convient de fournir a ce dernier la documentation spécifiant le niveau
applicable pour le contréle.

Les décisions relatives a l'acceptation et/ou au rejet de la qualité d'exécution doivent étre
fondées sur la documentation applicable telle que contrat, spécification pertinente ou
documentations citées en référence. Dans certains cas, il est admis d'appliquer des tolérances
de mise en place pour réduire les risques résultant d'écarts ou de défauts du processus.
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Level A - general electronic products, includes consumer products, some computer and
computer peripherals and hardware suitable for applications where the major requirement is
function of the completed assembly;

Level B - dedicated service electronic products, includes communications equipment,
sophisticated business machines and instruments where high performance and extended life is
required, and for which uninterrupted service is desired but not mandatory (typically the end-
use environment would not cause failures);

Level C - high-performance electronic products, includes all equipment where continued
performance or performance-on-demand is mandatory. (Equipment downtime cannot be
tolerated,—end-use environment may be ||nr~nmmnnly harsh_and the nqninmﬁnf must function

when required, such as life support systems and other critical systems.)

The stgtus of product for each level is subdivided into the followi e bwor 9anship
conditiops.

a) Target — represents a standard of practice and workman K goal for all
nor

b) Acceptable — represents a minimum condition tha > » a user of, where
appropriate, the next manufacturing centre withou i ; when the incidence
of deviations within this standard increases tgq significant\prqportien of productior] (as set
by pre-determined process control limits), it s ;se for concern and call for
corrg¢ctive action. (This is a pass c4

c) Nonftconforming — represents an incidenk that de grrection by appropriatg rework
(or gcrapping) and is to be formal adefect for quality and procesq control
purposes; it is deemed likely tg progess unacceptable or the |[product
subgequently unreliablg/This is-a_fai

The first occurrence of\non>conf impli at all other conditions preceding fhe non-
ance are acce e\ X ' on-conforming condition is stated as |10 % or
| i ies that if 9 % of the surface is dewetted, this is

Non-cor C. Non

conform

The mahufa ice and

user redqui

Actual

‘ position,
or soldelr fillet’dimensions may be carried out for referee purposes.

The inspector should not select the level for the part under inspection. Documentation that
specifies the applicable level for the inspection should be provided to the inspector.

Acceptance and/or rejection workmanship decisions shall be based on applicable
documentation such as the contract, the relevant specification or referenced documents.
In some cases, inset tolerances may be applied to minimize the risk of subsequent process
deviations or defects.
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4.2 Gestion de processus
4.2.1 Défauts et indicateurs de déviation de processus (PDI)

Le Tableau 2 de la CEl 61191-1, le Tableau 1 de la CEl 61191-2, le Tableau 2 de la
CEI 61191-3 ainsi que le Tableau 3 de la CEI 61191-4 répertorient les défauts inacceptables et
nécessitant des dispositions telles que par exemple une retouche, une réparation. Le fabricant
est chargé d'identifier d'autres points a risques et de les considérer comme des additions.
Il convient de documenter ces points précis sur le schéma de montage. Tout ce qui ne reléve
pas des défauts inacceptables répertoriés, des anomalies et des écarts par rapport aux limites
«acceptables», est considéré comme un indicateur de déviation de processus et son évolution

doit étre contrdlée lorsqu'on observe son apparition. Aucune mesure n'est exigée pour les
déviatiops-de—processusreveléespardesPDl-

4.2.2 Exigences relatives a I'amélioration de la gestion de proce
et du processus proprement dit

La CEI $1191-1 prescrit I'utilisation de méthodes de gestion d rjre de la
mise en ceuvre et de l'évaluation des processus utilisés dans : posants
électriqlies et électroniques. A condition que Iut|I|sateur donne. son\@ cord rmis au
fabrlcar}/assembleur de ne pas effectuer d'évaluation i respect
de la qualité tels qu'ils sont décrits dans la présen{e nome™\aCo Y preuve

objective qu'il existe un plan d'amélioration actuel compl

Les moyens de maitrise de la concept ts, ainsi

que le cpntréle de fonctionnement de laNpachins

S nécessairement des méthodes
gs preuves disponibles permgttent de
s alternatives de recueil et de|récupé-

Les plans d'amélioration du proce
statistigues de gestion de p oces
démont ~

ration de

4.2.3

Les exid i S i e doivent étre imposées par chaque fabricantjou four-
nisseur |2 ts de sousytraitance et commandes applicables. Le fabricant ou
fourniss W i iSer aucune variation par rapport a ces exigenceg sur les
contrats sur les commandes autres que celles approuvees par
I'utilisateu

Sauf spécificatiox jre, les exigences de la présente norme ne sont pas imppsées a

la fournjture d'atticles\directement disponibles (sur catalogue). Cependant, il n'est pas exclu
que les fabricants de ces articles s'y conforment selon les cas.

4.2.4 Conceptions
4.2.4.1 Conceptions nouvelles

Se reporter a I'article 3 et au paragraphe 5.1.

4.2.4.2 Conceptions existantes

Il n'est pas souhaitable que les exigences de la présente norme constituent l'unique raison de
transformer une conception actuelle approuvée. Cependant, lorsque des conceptions exis-
tantes subissent des modifications ayant des répercussions sur la configuration du matériel, la
conception doit étre réexaminée et des modifications recevant I'approbation de I'utilisateur
doivent étre faites pour assurer une conformité pratique maximale.
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4.2 Process control

4.2.1

Defects and process deviation indicators (PDls)

Table 2 in IEC 61191-1, Table 1 in IEC 61191-2, Table 2 in IEC 61191-3 and Table 3 in
IEC 61191-4 list typical defects that are unacceptable and require disposition, for example,
rework, repair. The manufacturer is responsible for identifying other areas of risk and treating
those additional concerns. Such items should be documented on the assembly drawing. Other
than the unacceptable defects listed, anomalies and variances from within ‘acceptable’ limits
are considered as process deviation indicators and shall be monitored when their occurrence is
observed. Disposition of process deviations revealed by PDlIs is not required.

4.2.2

IEC 61191-1 requires the use of process control methodologies in

evaluati
agreem
quality

evidenc

The me
control

Procesq improvement plans do not
provided evidence demonstrating alté
procedures and methods is available.

4.2.3

The ap

supplier

not imp
other th

Unless
procure
comply

4.2.4

4.2.41

Refer to

4.2.4.2

rocess control and process improvement requirements

thall be demonstrated.

Requirements flowdown

be imposed by each manufac
orders. The manufacturer or supp

irements of this document are not imposed
d) items. However, the manufacturers of these ite

clause 3 and

ion and
gject to
specific
bjective

peration

b action

turer or
ier shall
b orders

on the
ms may

Existing designs

The requirements of this standard should not constitute the sole cause for redesign of a
currently approved design. However, when existing designs undergo changes that impact
hardware configuration, the design shall be reviewed and user-approved changes made that

allow fo

r maximum practical compliance.
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4.2.5 Compétence du personnel
Les exigences doivent étre les suivantes:

a) avant d'entreprendre le travail, tous les instructeurs, les opérateurs et le personnel de
contréle doivent étre compétents au niveau des taches a réaliser;

b) une preuve objective de cette compétence doit étre conservée et étre disponible pour
réexamen et doit comprendre des rapports de stage de formation aux fonctions applicables
réalisées, un essai de conformité avec les exigences de la présente norme ainsi que les
résultats de controle des compétences périodiques.

NOTE Pour plus d'information, se reporter aux normes ISO 9001 et ISO 9002. L'article 21 décrit de maniere
détaillée les catégories de formation correspondant.

4.2.6 Décharge électrostatique (ESD)

Le progfamme de commande ESD doit étre conforme a la CEIl 61 40 z 340-5-2.
Les pro¢édures et leurs piéces justificatives, la commande de d i pour la
protectign des piéces, composants, ensembles et matériels él & igues siensibles
a I'ESD doivent étre conservés durant les phases suivantes,ans\g ite ui suit:
a) réception et essai des articles regus;

b) stockage et montage des cartes, composants et p
c) fabrication et retouche;
d) contfble et cycles d'essai
e) stockage, emballage et expédition d
f) transport et installation.

Des prqcédures écrites E et étre

disponibles pour réexa

4.3 |nsta||ati<®

4.31

La zone

a) lap bnt étre
maint 5 et des
matgriaux de\br

b) il do aferdit\de manger, de boire et de consommer du tabac ou des drogugs sur le
lieu getravail.

4.3.2 Controles de I'environnement

Il convient de situer l'installation de brasage dans un espace clos, de contréler la température
et I'humidité et de maintenir une pression positive.

Pour assurer le confort de I'opérateur et le maintien de la brasabilité, il est recommandé de
maintenir la température entre 18 °C et 30 °C et de ne pas dépasser une humidité relative (HR)
de 70 %. Pour la gestion de processus, il est admis d'évaluer la nécessité d'imposer des
limites plus restrictives au niveau de la température et de I'humidité, par exemple lors de
I'application de créme a braser et d'adhésif.

Lorsque I'humidité relative diminue pour atteindre 30 % ou moins, le fabricant doit vérifier que
le contréle de décharge électrostatique est adéquat et que le degré d'humidité est suffisant
pour conserver les performances du flux et des applications de la créme a braser.
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4.2.5 Personnel proficiency
The following requirements shall be:

a) prior to commencing work, all instructors, operators and inspection personnel shall be
proficient in the tasks to be performed,;

b) objective evidence that proficiency shall be maintained and be available for review and shall
include records of training to the applicable job functions being performed, testing to the
requirements in this standard, and results of periodic reviews of proficiency.

NOTE For further information, refer to ISO 9001 and ISO 9002. Details of relevant training categories are given in
clause 21.

4.2.6 Electrostatic discharge (ESD)

The ESP control programme shall be in accordance with IEC 61340-§-

Documgnted procedures, electrostatic discharge control for th i
electrical and electronic parts, components, assemblies and &
during, but not limited to

a) recerlpt and test of incoming items;
b) boa
¢) manufacturing and rework;

d, component, and part storage and kitting;

d) inspgction and test cycles
e) storage, packing and shipping of co
f) transport and installation.

Failure ainalysis ESD proc

4.3 Facilities

4.3.1

a) clea els that
preyv s to be
sold

b) eatirfg he work
areds.

4.3.2 Environmental controls

The soldering facility should be enclosed, temperature and humidity controlled and maintained
at a positive pressure.

For operator comfort and solderability maintenance, the temperature should be maintained
between 18 °C and 30 °C and the relative humidity (RH) should not exceed 70 %. For process
control, the need for closer temperature and humidity limits may apply, for example, in solder
paste and adhesive deposition.

When relative humidity decreases to 30 % or lower, the manufacturer shall verify that
electrostatic discharge control is adequate and that sufficient moisture is present for flux
performance and solder paste application.
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4.3.3 Eclairage

L'éclairage du plan de travail des postes de brasage manuel et des postes de contrdle doit étre
de 1 000 Im/m2 au minimum.

4.3.4 Conditions sur le terrain

Pour les opérations sur le terrain, ou il n'est pas possible de respecter les conditions d'environ-
nement contrélé prescrites par cette norme, des précautions particulieres doivent étre prises
afin d'optimiser la qualité des connexions et de minimiser les effets de I'environnement non
contrélé pour 'opération réalisée sur le matériel.

4.3.5 Piéces propres

Le monfage de composants électroniques nécessite éventuellement Jx
pour asgurer, en production, la conformité aux exigences de la pré
la clasge de la piéce propre doit faire I'objet d'un accord enjre
assembjeur.

propres
9ssaire,
bricant/

4.3.6 Entretien du matériel

Les maghines utilisées dans le cadre du montage, d e entre-
tenues fle maniére a assurer une puissance et un ametres
de conception établis par les fabricant riers de
maintenfance doivent étre documentés' G : roddire le processus.

4.4 Identification des processus

4.4.1 Formats de monté

Les figyres 1 a 5 illust es a la

présent¢ spécification

X R X

Qé ‘td}sgé\n} N Placement N _
abrase ™1 du composant > Refusion

IEC 299/03

Figure 1 < Montage en surface mono face (SM), refusion uniquement

s O O

Dépét de o Placement . Durcissement - Brasage a
radhésif > ducomposant [  de ladhésif Renversement |—= " ague

Y

IEC 300/03

Figure 2 — Montage mono face (SM), immersion uniquement

NOTE Lorsqu'une mise en place manuelle et un brasage de composants a sorties sont nécessaires aprés une
opération de brasage par immersion simultanée, il peut étre nécessaire de recouvrir les trous traversants métallisés
correspondants au moyen d'un masque d'épargne décollable pour éviter qu'ils ne soient remplis de brasure.
Voir I'article 19.
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4.3.3 Lighting

lllumination at the working surface of manual soldering and inspection surfaces shall be
1 000 Im/m2 minimum.

4.3.4 Field conditions

In field operations where the controlled environment conditions required by this standard
cannot be effectively achieved, special precautions shall be taken to maximize the quality of
solder connections and to minimize the effects of uncontrolled environment on the operation
being carried out on the hardware.

4.3.5 Clean rooms

The asgsembly of electronic products may necessitate the use o
compliahce with the requirements of this standard in production. If
room shall be agreed between the user and manufacturer/asse

s Mo| ensure
§f clean

4.3.6 Equipment maintenance

Machings incident to all the assembly, soldering and tésting\pro be maintpined to
assure ¢apability and efficiency commensurate with si established| by their
manufa¢turers. Maintenance procedures and assist
reprodufible processing.

4.4 Plrocess identification

4.4.1 Construction formats and proce

Examples of five basic [ icable to this specification are shown in

figures { through 5, to i i process sequences.

N -

0
X7 7 77X7%7 VLAV 7X A

<
o

Figure.-1~SM’single-sided surface-mount assembly, reflow soldering only]

Component Reflow
placement o soldering

IEC 299/03

. e . S

Adhesive _ Component _ Cure _ Invert _ Wave
deposition o placement o o nve o solder

adhesive

IEC 300/03

Figure 2 — SM single-sided assembly, immersion only

NOTE Where manual insertion and soldering of leaded components is required after a mass immersion flow or
wave soldering operation, it may be necessary to cover the related plated through-holes with a peelable resist mask
to prevent them being filled with solder. Refer to clause 19.
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Z)

i

Dépot de la Placement > Refusion »| Renversement [—» Dépét de
créme a braser du composant Iadhésif
Brasage a - Insert Durcissement Placement
la vague - TH h Renversement de I'adhésif - du composant

Figure 3 — Montage par technique combinée, double face: r
fusion ou soudure a la vague

THC 301/03

creme|a braser

du composant

7z 7
N AN
Dép¢t de la Placement :\&a_nye/rsement Dépdt de |a

créeme a brgser

!

Refusion

Placemerjt

du composgant

Ve e e AN H

IEG 302/03

Dépdt de Pldcement Durcissement Brasage a Dépét de
I'adhésif. E{%mposant de I'adhésif Renversement la vague I'adhésif
Brasage a Insert Durcissement Placement
la vague ) TH Renversement de I'adhésif du composant

IEC 303/03

Figure 5 — Montage par technique combinée, double face, immersion uniquement

4.4.2

Etiquetage/numérotation en série

Au minimum, les montages individuels doivent étre étiquetés ou marqués afin que le niveau de
tracabilité spécifié par le fabricant et par I'utilisateur soit respecté. Pour les produits de niveau C,
tous les éléments d'un ensemble doivent étre tracables avec des bons de livraison de
marchandises a l'acheteur.
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-

Solder paste o Component - Reflow - Invert - Adhesive
deposition placement soldering nve deposition
Wave Insert Invert Cure Component
solder TH nve adhesive placement
IHc 301/03
Figure 3 — Mixed technology assembly, do
reflow and immersion, flow or wave §
pa___ N | /)
r 27 IR 7 0 L7
- Qv
Solder paste _ Component Refl Invert o Solder padte
deposition placement solderin nve depositiop
Maﬁ - Reflow - Componet
Ider soldering placement
: \> IEG 302/03
Figlire 4 - Mix 3 ly, double-sided reflow soldering and manual
Adhgsive Component Cure Lesest Wave Adhesive
deposition placement adhesive i solder deposition
Wave Insert Invert Cure Component
solder ~1 TH I~ < adhesive placement
IEC 303/03

Figure 5 — Mixed technology assembly, double-sided, immersion only

4.4.2 Labelling/serialization

As a minimum, individual assemblies shall be labelled or marked in a manner that permits both
the manufacturer's and the user's specified level of traceability to be achieved. For level C
products, all items forming part of an assembly shall be traceable to individual goods inwards

delivery notes.
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4.4.3 Controéle de la configuration

Afin de réduire les risques d'erreur dans la production, il convient que les numéros d'émission
de tous les dessins et autres données figurant sur les produits individuels, ainsi que leurs bons
de modification, soient contrdlés pour les produits et les logiciels de gestion des machines
associées, par une seule autorité au sein de l'usine de I'assembleur.

4.4.4 Statut de travaux en cours

Tous les ensembles, y compris ceux a chaque stade de fabrication et ceux retournés pour retouche
ou par l'utilisateur pour réparation, doivent porter une marque d'identification de leur statut, par
exemple en attente de contrdle visuel, échec au premier essai in situ, en attente de retouche.

Pour leg produits de niveau C, cette identification doit comprendre la
échec qux contrbles et essais successifs (ainsi que la consignation
préféraljle que les indicateurs (par exemple marques de couleur
étiquettgs marquées) soient facilement visibles a I'ceil nu sans ng

4.4.5 Sécurité personnelle
L'assentbleur doit s'assurer que toutes les informatiop curité pergsonnelle
concernjant le fonctionnement du matériel acheté ' matériaux achetés,

des composants et des substrats, sont fournies Ceux qui
en ont |'utilité.

5 Acfivités avant processus

5.1 Controles de concepti

Cette fonction s'appliq . vités de
contrblel suivantes, nécessaites écution

manuelle du matgriel
n'inclut pas tous

tiere de
sage et
la série
respon-

brte des
posants nécessitant un préchauffage a 100 °C au maximum du bain de brasage (par
exemple condensateurs en céramique multicouches sans sorties), un espace suffisant
dépourvu de composants a été prévu pour un support qui empéche tout affaissement.

c) Vérifier que toutes les implantations des plages d'accueil et les pistes associées sont
isolées thermiquement des grandes masses thermiques solidaires afin de pouvoir réaliser
le brasage et la retouche manuels avec une combinaison temps-température minimale.

d) Vérifier que la carte imprimée et ses dimensions, planéité, revétements et épargnes ainsi
que les composants spécifiés sont adaptés aux processus et matériels de fabrication
prévus sans risque de dégradation de la fiabilité de I'ensemble (en cas d'incertitude,
demander une confirmation écrite auprés du fournisseur).

e) Vérifier que la répartition des couches de cuivre et la conception du plan de terre sont
équilibrées pour obtenir la meilleure planéité possible de la carte aprés le brasage. Lorsque
cela est possible, il convient de quadriller les zones de cuivre importantes (par exemple
plans de terre, plan d'alimentation) afin de réduire les risques de décollement inter-
laminaire.
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4.4.3 Configuration control

To reduce risk of error in production, the issue numbers for all drawings and other data on
individual products, and their modification or change notes, should be controlled for both the
products and related machine control software, by a single authority within the assembler’s plant.

4.4.4 Work-in-progress status

All assemblies, including those in each stage of manufacture and those returned for rework or
from the user for repair, shall carry a means of identifying their status, for example, awaiting
visual inspection, failed first in-circuit test, awaiting rework.

For levgl C products, this identification shall include the recording of €ach Yailure
succesdive inspections and tests (as well as recording the passing
indicatofs (for example, coloured paint marks along the edge of t

should be easily visible to the human eye without having to apply magnific

to pass
ably the
bd tags)

4.4.5 Personal safety
The asgembler shall ensure that all relevant personal sa infor i rchased

equipment operation and the handling of purchased » i rates is
obtained from suppliers and passed on to those who heed

5 Pre-process activities

5.1 I]esign checks

This ta ludes the following checking activities
necessgry equipment performance and |[manual
workmanship. The listpof checks is i ded to be exhaustive and does not in¢lude all
reliability aspects.

5.1.1 Design

a) Cheg : A\ desigh “confdrms to applicable layout component clearapce and
orie i dpecified
postrlj given in
the |

b) Che ponents
needi g ithin 100 °C (or less) of the solder bath temperature (for gxample,
lead]ess i ceramic capacitors), sufficient space free of components has been
allowed for a supporting carrier to prevent sagging. j

c) Chegkuthat all land layouts and associated tracks give thermal isolation from cgnnected

large thermal masses so that manual soldering and rework can be carried out with
minimum time-temperature combination.

d) Check that the printed board and its specified dimensions, flathess, coatings and resists
and the specified components are suitable for use through the intended processes and
process equipment without degradation of reliability of the assembly (in case of doubt, seek
the supplier's written confirmation.).

e) Check that the distribution of copper layers and earth-plane design are balanced to achieve
the best possible board flatness after soldering. Wherever practicable, large copper areas
(for example, earthplanes, power planes) should be cross-hatched to reduce delamination
risks.
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f) Vérifier la présence d'un dégagement suffisant autour de chaque composant pour
permettre I'utilisation de I'outil et de la méthode de retouche appropriée recommandée par
le fabricant (voir 18.5).

g) Vérifier que toutes les sondes in situ ou autres sondes d'essai peuvent étre en contact avec
la carte sans toucher un joint brasé, une sortie ou un corps de composant et que les
exigences de la spécification intermédiaire appropriée sont respectées (voir 17.3).

h) Vérifier que le matériel d'essai in situ disponible comporte un nombre suffisant de nceuds
afin de respecter lI'exigence d'essai pour vérifier tous les composants requis — de préfé-
rence en un seul passage par le matériel.

i) Vérifier que, dans la limite des connaissances disponibles, des exigences en matiere de
sécurité légale et des spécifications normatives de sécurité nationales ou internationales
appreprieesta—conceptionproposée—sera—suffisammentstretors—de—sor—utiisation de la
manjére et dans I'environnement pour lesquels la conception a été ré

Il est uti risques

et des g jont que

les utilig

5.1.2

a) Les

b) Verifi braser
préyv

c) Lorsg plages
d'ace spns ont
com eyiter des
dépl

d) Vérifi bS com-
posa xf corps
des ontage
lors

e) Vérifier que S listance
suffisante des ligr if Rt orsque des circuits individuels sont séparés d'ufpe étape
et diesser de S

f) Veérifi htion de
song 3 i ables, par exemple espace supérieur a 2,5 mm (s'asslirer que
les gxj S

g) S'as clycuits d'essai congus et le ou les bancs d'essai associés
n'en ageront pasla structure ou le fonctionnement de I'ensemble. Vérifier les fensions
excessi ifiep que les forces mécaniques des sondes d'essai ne déforment|pas les
carte¢scapres le brasage; y compris celles qui sont courbées, vrillées ou concaves).

h) Lors < i i itis€s, vérifier
que la longueur de la plage d'accueil disponible est suffisante pour répondre aux exigences
de la CEI 61191-2 (voir la CEI 61188-5-2).

i) Lorsqu'un alignement optique est prévu sur des machines de placement de composants

automatiques ou a imprimer, vérifier que les repéres d'alignement utilisés sur la carte sont
adaptés aux machines concernées, par exemple a leur taille, leur forme, leur état de sur-
face, leur contraste.

51.3 Contrbles de conception pour les montages par technique combinée avec

a)

b)

placement et insertion automatique
Les contrbéles de conception mentionnés en 5.1.1 et en 5.1.2 s'appliquent.

Vérifier qu'un dégagement suffisant est disponible autour des composants montés en
surface pour ne pas les endommager lors de l'insertion ultérieure de trous traversant et des
opérations d'éboutage et de rivetage.
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f)

A hazard and risk analysis is helpful in assessing this issue and i
applicatjons. Where necessary, appropriate warnings to users should bg ntad

5.1

.2 Design checks for surface-mounted assemblies

Check that there is sufficient clearance around each component to permit the use of the
appropriate manufacturer's recommended rework tool and method (see 18.5).

Check that all 'in-circuit' or other test probes can contact the board without touching any
solder joint, component lead or body and that the requirements of the appropriate sectional
specification are met (see 17.3).

Check that the available in-circuit test equipment has sufficient nodes to meet the test
requirement on the basis of checking all required components — preferably in one pass
through the equipment.

Check that, within the constraints of available knowledge, legal safety requirements and
relevant national or international safety standard specifications, the proposed design will be
reasonably safe when used in the manner and environment for which it has been designed.

mandatory 1n some
vailable.

The|design checks stated in 5.1.1 apply.

Chegk that the layout enables the planned solder past&
to perform at acceptable speed and quality.

uipment

Whgn mass reflow soldering is intended, chec B and 4
termlination/lead components have balanced xfanced surface|tension
effe¢ts to avoid unwanted movemeniduring s i

Cheg¢k that the layout allows suffici : sdrface-mount component placement,
pre-| and post-soldering visual insp bodies and solder joints and
elecfrical probe testing of the assembly during_ih it and/or functional test.

Chegk that solder joints to surface-fmmounted \ ts are sufficiently spaced away from
break lines when individual cirCuits axe sepatated{break-out) from a step and repdat array
pangl.
Che ; S ¢ o allow use of robust, reliable test|probes,
for g S : t (epsure that the requirements of 17 are met).
Ensure that i irsuitrixand supporting test jig(s) will not harm the agsembly
func S gsive voltages and check that mechanical forges from
test Qrt boards )after soldering, even those that are bowed, twisted or
dish
Whg a i eramic capacitors are used, check that sufficient land length is
avai ‘
Whgn Sgptical <ali intended on printing or automatic component placement
machi at the fiducial marks used on the board are suitable for the machines
involved( for example, as to their size, shape, surface finish, contrast.
3 Design checks for mixed technology assemblies involving auto-placement

and auto-insertion
The design checks stated in 5.1.1 and 5.1.2 apply.

Check that sufficient clearance is available around surface-mounted components to avoid
damaging them during subsequent through-hole insertion and crop and clinch operations.
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5.2 Spécification et fourniture des composants

Afin de contribuer a garantir que les composants fournis sont «aptes a I'emploi» et permettent
une retouche minimale, il convient de mettre en ceuvre l'exigence de qualité d'exécution
suivante.

5.2.1 Applications et traitements des produits

Il convient que l'autorité du fournisseur, avant la signature du contrat et I'achat, informe
I'assembleur du champ d'application du produit et des spécifications d'essai mécaniques et
environnementales qui s'y rapportent. Il convient que I'assembleur transmette ces informations
aux fournisseurs et les informe également du processus de montage et des cycles temps-
tempérdgture appropries ainsi que des methodes de nettoyage destinesy aux~compgsants —
y comprjs la retouche des joints brasés et toute opération de brasage r ise pana.syite pour
équiper|les deux faces.

5.2.2 Modéle de boitier de composant

Il convignt que I'assembleur s'assure que les composants és dans
le mod§ les aux
Figures 11érie| de
placemg y aisante,
par exeinple en bandes, en bobines, en tubes, en bags, ¢ i li i irgcte.
5.2.3

Afin d'q ifion des
compos Jet une
protecti tockage
intermédiai ossible,
il convig n et les

ylene, film autocollant ainsi que le trangport ou
ballés dans des boites ouvertes en mjatériaux

matérialix en plasthu

le stocklage de b S
hygroscppiques

En parti b llages destinés aux composants en céramique gt autres
petits ¢ S S \ gs composants libres ne soient secoués et abiés par
frotteme

5.2.4

Lorsqug né aire, I\convient que I'assembleur détermine avec précision la date de|fabrica-
tion des ét I'épaisseur de revétement brasable minimale garantie et sa mméthode

d'applicationr. Ces informations permettront de déterminer si elles conviennent pour un
rendement postbrasage efeve:

L'épaisseur minimale recommandée du revétement brasé sur toute sortie est de 6 um pour les
composants a utiliser dans les 12 mois qui suivent la fabrication et de 8 um pour une plus
longue durée. Les revétements autres que la brasure peuvent nécessiter une épaisseur
minimale différente.

5.3 Spécification et fourniture des cartes imprimées

Afin de contribuer a assurer que les substrats/cartes imprimés fournis sont «aptes a I'emploi»
et permettent une retouche minimale, il convient de mettre en ceuvre les exigences de qualité
d'exécution suivantes.
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5.2 Specification and procurement of components

To assist in assuring that components supplied are ‘fit for purpose’ and enable rework to be
kept to a minimum, the following workmanship requirement should be implemented.

5.2.1 Product processes and applications

The procuring authority should, in advance of contract placement and purchase, advise the
assembler of the application field of the product and its related environmental and mechanical
test specifications. The assembler should pass on this information to suppliers and also inform
them of the intended assembly process and the relevant time-temperature cycles and cleaning
methods to be seen by the components — including rework of solder joints a any subsequent

soldering oper

5.2.2

The as \ dge style
for which the board layout has been designed (see examples in\Figures, 6-¢ » at they
will be i i cement
equipme Ik feed
magazines.

5.2.3 Component transit packaging

To optimize the maintenance of sold ponents
should be specified as maintaining a lo t|>spheric
contamination in transit and in any jr ributor's
premises. Contact between termination ma - bls such
as polygthylene, cling film ; nsealed
in hygrojscopic box materig § ardboard, ’should be avoided wherever practicable.

In partiqular, packaging ‘erami other small components should not permit josfling and
abrasiof of Ioos@x i 2

5.2.4 Date of ma

Where pecess S 3 nts and
the gua ini is infor-
mation \vi

The rec adm solder coating thickness on any one lead is 6 um for comlponents
to be uged withinnd2 months of manufacture and 8 um for any longer time. Coatings other than
solder nray require different minimum thickness.

5.3 Specification and procurement of printed boards

To assist in assuring that substrates/printed boards supplied are 'fit for purpose' and enable
rework to be kept to a minimum, the following workmanship requirements should be
implemented.
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5.3.1 Spécification des cartes imprimées

Outre les données concernant la dimension et la précision de la taille de la carte, les
conducteurs, les pastilles, les plages d'accueil et les trous, il convient que la spécification
définisse au moins les matériaux de base requis, I'épaisseur des conducteurs fournis
(notamment pour les pistes fines), le type de revétement de brasure et la gamme d'épaisseurs,
ainsi que les formes, les tailles, les positions des marques de reconnaissance optique appli-
cables, et I'état de surface; le type d'épargne, la précision de I'épaisseur et de I'alignement; les
états de surface de protection applicables, les exigences en matiere de dimension de
séparation (par exemple largeurs et positions des cosses, encoches, ligne de séparation) et la
planéité requise des cartes nues. Voir CEI 61188-1-1.

5.3.2 Informations aux assembleurs et a Teurs fournisseurs

Avant 13 fourniture, il convient que I'utilisateur final informe le fabricant du niveaude classi-

fication [ou dappllcatlon du produit et des spécifications d'essai 23S 8 ironne-

mentales qui s'y rapportent. Il convient que le fabricant transmet ns aux

fournissieurs et les informe également du processus de montage p leq temps-

tempérdture appropnes ainsi que des methodes de netto age \destings"a ou a la

carte, y s brasage la suite

pour éqi

5.3.3

Afin de Lrnir un

rendeme

a) il co c que les
spégificati ilité urs.appliquent a leurs prodwts sont adlaptés a
la oy

b) la mé ; e, la planéité du revétement bragé et la
gamme d' epalsseu s \ inition), et pour I'analyse optique, les faracté-
ristiques opti S 30t des parameétres pertinents;

c) il cqnvient q 2 2e de conse ation utile des revétements antioxydants ¢t avant
appl! 3 ée (se reporter a 7.4 d));

d) il cq § ( ari emballage d'expédition et que la quantité d'dmpilage
max e avec le fournisseur et spécifiés comme faisant partie dy contrat
(il e s arer que les matériaux hygroscopiques ou ceux dont la teneur
ionig i chlore Yu soufre libre est importante (par exemple film rétractaple, film
auto en contact avec les surfaces brasables).

5.4 Spécificatio fourniture de matériaux de traitement

5.4.1 'Crémes-abraseretadhésifs

Afin de contribuer a assurer que I'état de ces matériaux est satisfaisant pour fournir un
rendement élevé pour les opérations de brasage par refusion, pour chaque conteneur
individuel il convient que la spécification exige du fournisseur qu'il mentionne la date et le lieu
de fabrication de la créme ou de I'adhésif. Il convient d'exiger que le fournisseur fournisse des
indications pour interpréter ces données.

Afin de réduire au maximum I'exposition a l'air de la creme a braser destinée a I'impression et
ainsi réduire le risque d'embillage de brasure, il est préférable de fournir un conteneur
contenant une quantité de créme utilisable dans les 36 h qui suivent I'ouverture et muni d'un
couvercle refermable.

Il convient que les seringues de diffusion, solidement emballées dans un matériau étanche a la
lumiére pour I'expédition et le stockage, soient transparentes afin de pouvoir détecter tout
signe de séparation entre le support de la créme et les particules de brasure.
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5.3.1 Specifying printed boards

In addition to dimensional and accuracy data for board size, conductor tracks, pads, lands and
holes, as a minimum the specification should define the required base materials, conductor
thickness as delivered (particularly for fine tracks), solder coating type and thickness range,
and applicable optical recognition mark shapes, sizes, positions, and surface finish; resist type,
thickness and alignment accuracy; applicable protective surface finishes, break-out
dimensional requirements (for example, lug widths and positions, slots, scribe lines) and the
required bare board flatness. Refer to IEC 61188-1-1.

5.3.2 Notifying assemblers and their suppliers

Before [procurement, the end-user shouid adviSe the manufacturer o tion or
classifigation level of the product and its related environmental ical test
specifications. The manufacturer should pass this information on to D inform
them of|the intended assembly process and the relevant time-tempe Cleaning
method$ to be seen by the substrate or board, including re nd any
subsequent soldering process required for populating both faces

5.3.3 Suitability for high assembly yield

To assigt in assuring that substrates/boards arrive in/a suyit . ivi igh-yield in

placemgnt and soldering operations,

a) the manufacturer should ensure that th i ications
appljed by suppliers to their products e\fordthe applicable method(s) of placement
and oldering;

b) the method of applying the solderable plder coating flatness and thickness

range (if the finish is selder)

eatiny
oel\orcpl
surfce, are relevant param ;

c) the yiseful storage |
7.4 d));

d) the fransit pin i eNmaximum stack quantity should be agreed |with the

supplier and sype ¢ contract. (Hygroscopic materials or thosgq having
signlfi SUlphur ion content (for example, shrink film, cljng film)
shol h solderable surfaces.)

g, the optical characteristicg of the

pre-flux coatings should not be exceeded [refer to

5.4 Spesifi A rement of process materials

5.41

To assist in\assuringthat these materials arrive in a suitable condition for giving high| yield in
reflow soldefing operations, for each individual container the specification should require the
supplier To state the date ol manufaciure ol the pasie or adhesive and the country of
manufacture. The supplier should be required to provide the key to interpreting this data.

To minimize the exposure to air of solder paste intended for printing and hence reduce the risk
of solder balling, procurement should preferably be based on a paste container size that is
used up within 36 h of opening and having a re-sealable lid.

Dispensing syringes, though sealed in light-proof material for transit and storage, should
preferably be transparent so that any signs of separation between the paste carrier and the
solder particles can be seen.
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5.4.2 Lingots de brasure pour brasage par immersion

Voir I'lSO 9453.

5.4.3 Matériaux de nettoyage

En général, les matériaux de nettoyage sont spécifiés par les données de référence du
fabricant. Il convient de spécifier les conteneurs dans des tailles qui permettent au personnel
disponible ou au matériel de transport et de levage local (par exemple chariots) de les
manipuler en toute sécurité. Les conteneurs comportant des matériaux inflammables, toxiques
ou autres substances nocives doivent étre repérées avec des étiquettes de danger standard
appropriées.

Les ma1|ériaux de nettoyage mis au rebut (usagés) doivent étre placés d nteneurs de
slreté i i i neufs et
repérés gmment
que l'ac

Les exigences légales locales en matiére de sécurité et d'enyire fion des
matéria i 5.

5.4.4

Ceux-ci ichtion de
fournitu 3 2 et effet.
Il convig ) le pochoir ou I'écran ne diffusent
pas de s¢ifier les
paramé ivage.
5.4.5

Il convig me-respectant les exigences appropriges, par
exemplg {4, ou dans la spécification destinée a I'utilisateur.
5.4.6

Les map ires doivent étre spécifiés en fonction de leur aptitude a
adhérer p e et de l'intégrité, de I'adhérence et de la flexibilité de |'adhésif
selon |g } sxten Shatyre de brasage prévu. Tout contaminant persistant aprés leur
retrait dpi eeiflé camme inoffensif et ne doit pas détériorer la brasabilité des $urfaces
nécessifan ( grieur ou altérer les processus de nettoyage (en cas d'utilisation).
Voir 19.B.

5.5 P|Ian de contréle, installations de contréle et manipulation

5.5.1 Plan de controle

Les échantillons et les niveaux de confiance doivent étre adaptés aux antécédents du fournis-
seur en matiere de qualité, aux exigences des processus de montage et au niveau de
classification du produit. Un plan de contréle documenté conforme a I''SO 9002 doit étre
disponible pour examen.

5.5.2 Installations de controle des marchandises regues

Le fabricant ou I'assembleur doit faire preuve d'une capacité de manipulation adaptée au
contréle des marchandises regues afin de réduire le risque de dommage mécanique, chimique
ou autre dommage électrostatique et contamination des articles contrdlés dont I'utilisation est
nécessaire a la production ultérieure.
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5.4.2 Solder ingots for immersion soldering

Refer to ISO 9453.

5.4.3 Cleaning materials

Normally, cleaning materials are specified by their manufacturer’s reference data. Containers
should be specified in sizes that can be handled safely by available personnel or local lifting
and transit equipment (for example, trolleys). Containers holding flammable, toxic or otherwise
harmful materials shall be marked with appropriate standard hazard labels.

Discarded (used) cleaning materials shall be placed in safe containers_that are easily
distingu|shed from those holding unused materials and marked as above. Their disposdl should
be orgahized at the same time as purchase.

Local lepgal environmental and safety requirements for the managemept o pxic and
environmentally harmful materials shall be complied with.

5.4.4 Stencils and screens

These are very sensitive to mechanical damage arid the procy specificatior] should
identify |the exact method of packaging and the material$ G purpose. Pdckaging
materials in contact with the stencil or screen s ) ticles that may blo¢gk small
aperturgs. The parameters measured p ihwards checks shqduld also
be specjfied.

5.4.5 Fluxes

Fluxes given in
IEC 611

5.4.6

Tempor e board
materia 3 ugh the
intended soldering time shall be

not deteriorate the solderability of surfaces 1
beaning processes (if used). Refer to 19.3.

specifief as lequiring

subseql

5.5 Inspectic 1, ingpection facilities and handling

5.5.1

Sampling and confidence levels shall be matched to the supplier's quality history. thelrequire-
ments of the assembly processes and the product classification level. A documented inspection
plan in accordance with ISO 9002 shall be available for review.

5.5.2 Incoming goods inspection facilities

The manufacturer or assembler shall provide suitable handling capability at goods inwards
inspection that minimizes the risk of mechanical damage, chemical or other contamination and
electrostatic damage to inspected items that are required for use in subsequent production.
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Les installations de contrdle pour les articles regus doivent également comprendre:

5.6

5.6.1 Stockage

a)

f)

un éclairage suffisant pour le contréle visuel, c'est-a-dire, supérieur a 1 000 Im/m2 au
niveau de la table;

un grossissement visuel adéquat;

des appareils d'essai électriques pour les cartes et les composants qui satisfont aux
exigences en matiere de stratégie d'essai de marchandises regues;

— des appareils de mesure mécaniques et des gabarits suffisamment précis pour assurer
que les dimensions et la forme des articles regus satisfont aux exigences spécifiées;

— un acceés aux appareils d'essai de brasabilité des composants et des cartes permettant
d'évaluer I'aptitude des produits a assurer un fort rendement apres le brasage et a ne
recessiter que des retouches minimales lors de la production.

ans les
conser-

Toug les composants, cartes et matériaux de traite
conditions de stockage recommandées par le fabrie
vatign recommandée (CEl 61760-2). Lorsque ibles, il
conyient que I|'assembleur considére que tent en
permpanence une faible humidité ( idité e temperature staple (par
exemple entre +15 °C et +20 °C), &t ne doi 3g"a proximité d'atmosphéres
polly :

Afin , il convient dans [toute la
me ¢ enybande et bobine, dans deg tubes,
des pacs ou des maga JU'E isatiogn™| est recommandé de conserver les
comlposants dans le \ i fermé et dans des bofites nornl hygro-
scopiques. Lorsquh i i ¢ conserver dans l'emballage fermq, il est

préfgrable de stockemNg a endroit sec en permanence, par exemple a
HR i r les circuits intégrés a encapsulation glastique
ou polypropylene, refermables et épais, avec un
dés

Il cgnvi & % idérer gque les bandes et bobines, les tubes, les bacs et les
maggsi phére de stockage des composants satisfaisante Iprsqu'ils
sont d'humidité ou de température ne correspondant pas aux
conditigns\de stogkage recgmmandées par le fabricant. Il convient de ne pas stogker les
petitg composayls ‘enveloppés dans des rubans a base de papier hygroscopique jpendant
de Iq

Les [poitesten.cartgn étant hygroscopiques, leur utilisation n'est pas recommandég pour le
stockage-d'artictes brasables a moins qu'elles ne soient conservées dans un gnviron-
nemgnidont le niveau hygrométrique est contrblé.

Dans de nombreux cas, les crémes a braser et/ou les adhésifs peuvent, pour la durée de
conservation, étre stockés dans un réfrigérateur, mais il est recommandé de contacter le
fabricant au préalable.

Il convient de veiller a ce que les pochoirs et les écrans de sérigraphie soient maintenus
propres et, pour réduire tout risque d'endommagement, stockés a la verticale (sur le bord)
dans des placards. Le risque de dommages mécaniques est réduit lorsqu'ils peuvent étre
stockés a proximité du matériel utilisé pour leur nettoyage, plutét que dans un endroit
éloigné de la chaine de production.

Les matériaux de nettoyage doivent étre stockés conformément aux recommandations
du fabricant et la législation en matiére de sécurité et de santé correspondante doit étre
respectée. Il est d'usage courant d'effectuer le stockage en vrac dans un batiment séparé,
spécialement congu a cet effet et situé en dehors de la zone de production. Les matériaux
inflammables ou toxiques dont l'utilisation immédiate dans la production est requise doivent
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Inspection facilities for incoming items shall also include:

a) sufficient lighting for visual inspection, i.e., greater than 1 000 Im/m2 at bench-top level;

b) adequate visual magnification;

c) electrical test equipment for boards and components that fulfils the specified goods inwards

test strategy requirements;

— mechanical measuring equipment and jigs of sufficient accuracy to assure that the

dimensions and form of incoming items meet the specified requirements;

— access to board and component solderability test equipment capable of assessing
whether the products are suitable for gaining high post-soldering yield and minimal

rework in production

5.6 Storage and kitting of components, boards and materials

5.6.1 Storage

a) All gomponents, boards and process materials shall be.stored underi<the nufacturer's
recommended storage conditions and for no longer{than ecommmended shelf life
(IEG 61760-2). Where these data are not available 4 guld assume that
boands and components require constant low huymidi ive humidity ), stable
temperature (for example, at +15°C to +20 9C),(apd be away from polluting
atmgspheres. Boards should be stored lying ffat\

b) To preserve lead coplanarity and<{solderadili Qnr icable, componentg should

be dtored using tape-and-reel, tube 3 ) i til used, componentg should

remain in their sealed transit packagi
bre{kmg of the packaging seal is(un

stor

bagg with a dry desjccant.

non-hygroscopic boxeg. When
ponents should preferably be either

a |da eNco
d in constant dry conditions, for 5, at €40 % RH at room tempergture for
plasjic-encapsulated igteg . , o re ged in thick, re-sealable polyptopylene

c) Tapg¢-and-reel, tubes,\{rays 3 ould not be regarded as providing |a satis-

factgry comp nt
level|s outsi g
in hygroscopic pap

Id not be stored for long periods.

they are exposed to humidity or temperature
mimended storage conditions. Small comlponents

d) Cardgboard b 8 ¢ i¢ and therefore not recommended for use in| storing
sold 3 dre retained in a temperature and humidity-controlled
envif

e) In mahi ges'solder pastes and/or adhesives can, with advantage to shelf| life, be
stor¢th\n a igerator, Yut the manufacturer should be contacted prior to so doing

f) Prin eRs” and\ stencils should be kept scrupulously clean and, to minimizeg risk of
dampge( stored_yeértically (on edge) in cupboards. The risk of mechanical damage is

reducéd if they can be stored near the equipment that is used to clean them, rathef than in

a storeremotefromtheproductiontine:

g) Cleaning materials shall be stored in accordance with their manufacturer’s recom-
mendations and relevant health and safety legislation shall be complied with. Bulk storage
in a separate, specially designed building away from the production area is normal practice.
Flammable or toxic materials required for immediate use in production shall be stored
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étre stockés dans des conteneurs repérés de maniére appropriée et de taille minimale
adéquate. Il convient que des extincteurs appropriés soient fournis avec les conteneurs de
liquides inflammables lors de I'expédition de ces derniers vers et depuis des entrepbts et
qu'ils soient disponibles sur le lieu d'utilisation pour la production.

5.6.2 Assemblage

a)

5.7

Le fabrigant ou I'assembleur doit faire preuve d'

les

5.8

5.8.

a)

dommage électrostatique et contamin

Il est préférable que les stocks de composants, de cartes, de cremes et d'adhésifs fassent
I'objet d'une rotation et soient distribués sur la base d'un code de date d'entrée/sortie
(EDI/EDOQO) proche de la date de fabrication plutét que selon la «date de réception» premier
entré, premier sorti (PEPS) dans les stocks.

Lors de Iassemblage des composants et des cartes pour Ies Iots de productlon

la fabrication des produits de niveau C, il convient de r
les et bobines, les tubes, les bacs et les magasins partie

A toutes
u autre

étapes afin de réduire le risque

igns pour
hns des

és pour

posants
rasage et
doivent
ises et/ou
ader un

duction,
ftant de
-atvis des
décharges electrostat|ques (ESD) doivent étre strictement observees a tout moment.

Essais électriques
1 Articles regus

Sauf accord par écrit entre le fournisseur et I'utilisateur, il convient que I'utilisateur réalise
des essais électriques sur les cartes et les composants regus lorsque le fournisseur n'est
pas en mesure de les effectuer lui-méme et lorsque leur performance est critique pour le
bon fonctionnement du matériel.

Pour les trous traversants a sorties multiples et les circuits intégrés montés en surface,
il faut tout particulierement, lors des essais, veiller a ne pas déplacer les sorties dans une
mesure qui risquerait de modifier leur alignement avec les trous ou les réseaux de plage
d'accueil sur la carte. Pour le montage en surface, il est indispensable de protéger la
brasabilité et la coplanéarité des sorties.
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suitably in marked containers that are of a minimum practicable size. Fire extinguishers of the
correct type should accompany flammable liquid containers while they are in transit into and
out of stores and be available at the point of use in production.

5.6.2

Kitting

a) Preferably, component, board, paste and adhesive stocks should be rotated and issued on
a ‘date of manufacture’ earliest date code in/earliest date code out (EDI/EDQ) basis rather
than on ‘date of receipt’ first in, first out (FI/FO) into stores.

b) When kitting components and boards for production batches, the assembler shall take
appropriate steps to preserve the cleanliness of all solderable surfaces and precautions
against damage from electrostatic discharge.

c) For
at th
rele

57 H

The manufacturer or assembler shall provide at all stags
bs the risk of mechanical damage, chemical ¢

minimiz
damage

b) If ha

type
avoi

c) Asseémblies awaiting mter process\mo

rack
cont

d) Dev
boar
com
onto,

e) All g
havd

spegifi

to all susceptible items.

Hed.

ersonnel 1

5.8 Ele
5.8.1
a) Unlg

evel C product manufacture, partially used tape and reels, tubes,
e end of a production or batch run should be returned to stores
ant for similar incoming goods applied.

andling during assembly, packaging and shipping

able

~andhwg capab

nd cooling stages shall be adequate to

0 enable them to meet the requirements of the

oQs shall be strictly observed at all times.

rays and mggazines
d storage\cqnditions

lity that

oY’ and elegtrostatic

be of a
ould be

gcked in
-apsembly

2tain parts and components to the| printed

maintain

d through re eat, fluxi 3 8
ponent i { sk older flow through plated through-hole$ and/or
terminal aréa gy shallkno{ coitaminate, damage or degrade any item.

ih production and packaging and shipping arefas shall

relevant

sS.agreed in writing between the supplier and the manufacturer or assembler. the latter

should perform electrical tests on incoming boards and components when the supplier
cannot perform the required tests and their performance is critical to correct functioning of
the equipment.

b) For multilead through-hole and surface-mounted integrated circuits, particular care is
needed during testing to avoid disturbing the leads in a manner that may affect their
alignment with holes or land patterns on the board. For surface-mounting, protecting lead
coplanarity and solderability is essential.
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5.8.2 Essais in situ

L'objectif de la production est d'obtenir un rendement aprés brasage suffisamment élevé pour
qu'il soit inutile d'effectuer des retouches avant les essais in situ.

Comme appliqué aux ensembles montés en surface et par technologie combinée, en pratique
la capacité diagnostique instantanée fournie par des essais in situ signifie qu'il s'agit le plus
souvent d'un analyseur de défauts de brasage que d'un essai de composants et d'inter-
connexion. Sa valeur réside également dans le fait que, pour de nombreux ensembles de
circuits, un essai de fonctionnement a température ambiante n'est le plus souvent pas en
mesure de détecter des valeurs de parameétres de composant individuel incorrectes.

Pour ces—raisens; orrvient—de—teufos éalser—tes—esss -SH— nts) en
contrélant tous les composants présents sur la carte. Dans certains cas, i bossible
de testgr complétement les composants semi-conducteurs complexes i 2anmoins
de toujq bnce de
connexipns.

5.8.3 Essai de fonctionnement

Lorsque i ) egpérature gmbiante
peuvent ¢ réduit si
les essais de fonctionnement sont réalisés lorsquel le Circui mes de
tempéra

5.8.3.1 Chaine d'essai périphérique

Lorsqud la zone de surface de la carte(sup 3 ogiciels
adaptés| sont disponibles, d'essai

périphéfique peuvent con

5.8.4 Contréle du
Il convignt de p du matériel d'essai. Tout le matériel utilisé pour
évaluer [les perfornfgnce blées en fonction des spécifications de I'ufilisateur
doit étrg@ soumis 3/ds jdiens, par exemple en utilisant un circuit réputg «bon»
(en or)|ou d < le matériel mesurant des parameétres primaifes, par
exemplg la résistan . ité, T'inductance, il est recommandé de prévoir une vélification
liee a un éta i

6 Prég i posants

s sorties et des terminaisons

6.1 ﬁrasabilité d

Avant l'acceptation des piéces pour stockage ou utilisation, il convient que le fabricant ou
I'assembleur s'assure que leur brasabilité a été vérifiee au moyen d'un plan d'échantillonnage
et qu'elles sont conformes aux exigences des spécifications de brasabilité applicables.

Afin de permettre d'optimiser la brasabilité des sorties/terminaisons des composants,
il convient que l'assembleur s'assure, pour les sorties a revétements brasés, que I'épaisseur
minimale garantie du revétement brasé ainsi que la date et la méthode d'application et, si
approprié, de finition sont adaptées au processus de brasage prévu. Il convient de mettre en
place des procédures permettant de réduire la dégradation de la brasabilité lors du stockage,
de I'assemblage et de la manipulation au cours de la production.

Les résultats du brasage par refusion simultané sont plus sensibles en termes de brasabilité
des composants que les méthodes de brasage par immersion simultané (par exemple a la
vague). Pour les composants en céramique sans sorties, lorsque le niveau de contamination
dans un bain de brasage est important (par exemple du fait d'un volume traité important), il est
préférable d'utiliser des barrieres en nickel avec un revétement brasé.


https://iecnorm.com/api/?name=d0a4475f9b0bcdacb22eb62c40ff4f20

61192-1 O IEC:2003 - 45—

5.8.2 In-circuit test

The objective in production is to obtain a post-soldering yield that is high enough to avoid the
need for rework prior to in-circuit testing.

As applied to surface-mount and mixed technology assemblies, in practice the instant
diagnostic capability provided by in-circuit testing means that it is more often a soldering defect
analyser than a component and interconnection test. Its value also lies in the fact that, for
many circuit assemblies, a functional test at room temperature is often incapable of detecting
incorrect individual component parameter values.

For these reasons, in-circuit testing (or equivalent) should always be on the basis of checking
all comﬂ)onents on the board. In some cases it may not be practical to fully execcise.gomplex
semicornductor components, but short circuits, open circuits and the ence of
connectjons should always be detectable.

5.8.3 Functional test

If no intcircuit testing is carried out, functional testing at/roon t reveal
componfnt parametric errors. This risk can be reduced i i T i ut while
the circdit is subjected to combined voltage and tempg ) mes,

5.8.3.1 Boundary scan

Where
boundat

vailable,
test.

5.8.4 Checking electrical/electron

Provisign should be mad calibration \of test equipment. All equipment [used to
assess jassembled board ainst_user specifications shall be subjected|to daily

checks,|for example, golden) circuit or other methods. For equipment
measuring pri ple, resistance, capacitance and ind{ictance,
verificatjon linke 3

6.1 Lead and termination solderability

e available.

Prior to
that the 0
of the applicable soid

arts for storage or use, the manufacturer or assembler should ensure
derability tested using a sampling plan and conform to the requirements
rability specifications.

To assist in maximizing the solderability of component terminations/leads, the assembler
should assure, for solder-coated leads, that the guaranteed minimum solder coating thickness
and the date and method of applying and, if appropriate, finishing it are suitable for the
intended soldering process. Procedures should be in place to minimize degradation of
solderability during storage, kitting and handling in production.

Mass reflow post-soldering results are more sensitive to component solderability than for mass
immersion (for example, wave) soldering methods. For ceramic leadless components, where
the contamination level in a solder bath is important (for example, due to high volume
throughput) the use of nickel-barrier types with solder coating may be preferred.
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6.1.1 Retrait de la dorure des terminaisons, des sorties et des bornes de composants

Les exigences appropriées de la CEI 61191-1, 6.2.2, doivent étre satisfaites.

Afin de s'assurer que la totalité de la dorure a été enlevée des surfaces a braser, il convient
que le contenu des pots de brasage utilisés pour les immersions doubles soit analysé
régulierement en fonction des exigences de production ou soit réguliérement remplacé par de
la brasure fraiche.

Il convient de prendre les mémes précautions pour les méthodes de brasage par immersion
dynamique utilisées a des fins similaires. Il convient que le matériel utilisé pour le retrait de la
dorure ne soit pas également utilisé pour le brasage d'ensembles normal a moins qu'un
contrélel régulier de la teneur en or du bain de brasage puisse régéler \un miyeau en
permangence inférieur aux limites établies dans la CEl 61191-1. Cepen squil ‘est néces-

saire d|utiliser le méme bain, une combinaison temps-températa it étre
appliquge et une quantité de brasure suffisante doit étre disponible i effpitement
de l'or.

L'étamage des sorties ou des terminaisons pour le retrait d fiabilité
du composant. Des précautions doivent étre prises pour mi

Lorsque ge (par

exemplg
opératig
le fourn
la séqud

ace comprenant urle seule
opérations de bfasage),
brasage permettra de|réaliser

Il convi échantillons de joints de [brasure

ai doit étre réalisé au moins 48|h apres

corresp ‘
le brasgge. Pour les produits d i ht de réaliser les essais aprés lep cycles
thermiqties fournissan 2Q) de la durée de vie théorique du produit dans

I'environnement d’appl

6.1.2

La plup) bnes de
termina bxemple
argent-( rasage,
il convignt pécifiés
comme a base
d'argent

6.1.3 Revéetement des sorties de composants

Les techniques s'appliquant au revétement brasé des sorties des composants incluent
le placage, l'immersion et le placage suivi de la refusion. L'immersion fournit le revétement le
plus épais, cependant il n'est pas toujours adapté aux sorties a pas fins. Les sorties qui ont
subi des processus de placage et de refusion conviennent moins au brasage par refusion
simultané car l'important amincissement observé sur les bords et sur les coins peut inhiber la
formation de ménisques sur les faces de la sortie. Les extrémités des sorties éboutées d'un
réseau de conducteurs peuvent ne pas étre brasables a moins d'avoir été plaquées apres
I'éboutage.

Autres revétements possibles: le palladium sur un revétement métallique en nickel convient
moins aux méthodes par refusion notamment lorsque de faibles flux ou «sans nettoyage» sont
requis.
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6.1.1 Gold removal from component terminations, leads and terminals

The appropriate requirements of 6.2.2 of IEC 61191-1 shall be met.

To assure that all gold has been removed from surfaces to be soldered, solder pots used for
double dipping should either have their content analysed on a regular basis linked to
throughput requirements, or should be regularly replaced with fresh solder.

The same precautions should be applied to dynamic immersion soldering methods used for the
same purpose. The equipment used for gold removal should not also be used for normal
assembly soldering unless regular monitoring of gold content in the solder bath can
demonstrate a level consistently below the limits set in IEC 61191-1. However, where use of
the sanje bath is necessary, sufficient time-temperature combination shall applied and
sufficient solder volume shall be available to preclude gold embrittleme

Tinning of the
compon

Where ¢ S xample,
for double-sided surface mount assemblies that incl S k i ber side
there c4 8 } hat their

resistan

Relevart solder joint samples should K th after mounting. Where this
option ig selected, the test shall be perfo oldering. For level C products
the test| should take place after therma ing that'gives an approximate equivalert to the
designef life of the product in the applicationenvirQ

6.1.2 Termination coatj

d with a
o avoid
ould be
ed layer

Most leadless compon

fired-on| glass-ngbite
silver lgaching i
specifie i

and the
6.1.3
Techniq bwed by

reflow. PipRingyRro¥ h leads.

A severe
thinning that gec Y sides of
g¢nd-face

Alternative coatings: palladium on nickel plating is less suitable for reflow methods especially
when mild or 'no clean’ fluxes are required.
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6.2 Formation des sorties

L'outillage utilisé pour toutes les opérations de manipulation des sorties doit étre maintenu
propre, dépourvu de saleté, de graisse, de flux, d'huile et autres corps étrangers.

6.2.1 Endommagement des composants

Afin de prévenir tout endommagement du corps du composant, des connexions internes et des
joints des sorties lors de la préparation des sorties des composants, tous les outils a former et
a cintrer doivent solidement fixer la partie de la sortie adjacente au corps (joint de sortie) avant
d'exercer les forces de flexion, de cisaillement ou de traction sur la ou les sorties. Les sorties
presentant des «Jambes de pantalon» ou une bavure salllante en plasthue résultant
volontaiferr [ je, d i [ees nadaptées
a la for| de tout
matéria

I en plastique saillant.

6.2.2 Dégradation des composants
Les corps, les sorties, les connexions internes ou les joints™d g i hts dont

les sorties doivent étre formées, ne doivent subir aucune d \ i dcanique
en desspus des exigences de base des spécifications o]

6.2.3 Limites de formation des sorties

Les exipences de 6.4.2 de la CEl 6J191 2. ] - 2 de la
CEIl 61191-3 doivent étre satisfaites.

6.2.4 Outillage

a) L'odtillage doit permettte de pré 3 ies d finale, a

b) Que|les sorti outils a

cintler, les sorties
pOS$€ sversale
dép fous les
nivet brtie. La
prés oit étre
congi

c) La for i 5 sQrties ne doit pas dépasser I'exigence minimale relative a I'espacement

électri

d) Pour les. composants montés en surface, il convient que I'outil soit congcu de sorteé que la

sortienne’ s'étende pas au-dela de la partie supérieure du corps a moins qu'une bgucle de
relangW.

e) L'outillage doit éviter que la boucle de I'extrémité du pied dépasse le double de I'épaisseur
de la sortie.

6.2.5 Adaptation des boitiers plats pour montage en surface

Il convient de ne pas soumettre les boitiers plats a des opérations de brasage de montage en
surface simultané si les fournisseurs des composants n'ont pas confirmé qu'ils sont adaptés au
OU aux processus.
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6.2 Lead forming

Tooling for all lead manipulation operations shall be kept scrupulously clean and free of dirt,

grease,

6.2.1

flux, oil and other foreign matter.

Component damage

To prevent damage to the component body, internal connections and outgoing lead seals when
preparing component leads, all bending and forming tools shall clamp the portion of the lead
adjacent to the body (lead seal) prior to exerting bending, shear or torsion forces on the
leads(s). Leads with designed or unintended protruding plastic 'trouser legs' or flash from the
moulding process, shall be considered unsuitable for lead forming unless the clamping part of

the tool [sciear of ail protruding piastic materfat.

6.2.2 Component degradation

Compornents subjected to lead forming shall not have their bodis nections

or lead peals degraded electrically or mechanically below the ification

requirements.

6.2.3 Lead forming limits

The requirements of 6.4.2 in IEC 61191-1, 4.2.2 j -3 shall

be met.

6.2.4 Tooling

a) Tool xcluding
final|clinch or retention

b) Whgther leads are fo ' not be
mounted if the compone 3 Bl areas
excgeding 10 % of| ths b defect
doeg not aff ence of
expgsed basi icator.

c) Lead forming a irement
speq

d) For oes not
exte

e) Tool

6.2.5

Flatpacks—shottd—net—be—subjected—to—mass—surface-mount—selderirg—operatons without

o (P21
confirmation from the component suppliers that they are suitable for the process(es).
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6.2.6 Adaptation des sorties de boitiers a deux rangées de broches (DIL/DIP) pour
montage en surface

Il convient de ne pas soumettre les composants a trous traversants a des opérations de
brasage de montage en surface simultané si les fournisseurs des composants n'ont pas
confirmé qu'ils sont adaptés au ou aux processus.

a) Les exigences de 6.2.1 a 6.2.3 doivent s'appliquer.

b) La formation et I'éboutage des sorties doivent étre réalisés a l'aide d'outils de fixation a
matrices pour les opérations de découpage et de formation. La formation et I'éboutage
manuels sont interdits en raison du risque d'endommagement du composant.

c) Les
suffi
cycle

d) Les|é
résig

longueur
n et au

enter la

6.2.7

a) Les 3 [peuvent
étre Cela ne
s'ap dture de
surf

b) Lorsjgu'un nettoyage est nécessaire, il ‘¢on i posants
monftés sur un cablage imprimé expoesé po it un €space minimal de 0,25 mm entre
la bpse du composant et le cablage .i IME os€. L'espace maximal doit |étre de
2,0 mm.

c) Les|composants a sorties axi t radi 3 ent étre

fixéq solidement a
sorties aux zones d

Rigidit@ S

de leurs

6.2.8

Les sorfi z surface
doivent |& rmettre une flexibilité suffisante aprés le montage afin
d'absorl es joints brasés dues aux écarts de coefficient de %atation
thermiq at et le corps du composant. En général, la rigidité et la coupe
transvers s 8 ias sont plus grandes que celles utilisées sur les conceplions de
compos i gurs et il convient d'en tenir compte lors de la conception de |a forme

de la sqrtie. l=sgnvielt de configurer les sorties ou d'employer un support adapté afip que le
composphnt puissedemeurer stable a son emplacement.

G

6.3 Aplatissement des sorties

Les sorties a coupe transversale arrondie de composants a sorties axiales peuvent étre
aplaties (forgées) pour ménager une assise slre pour le montage en surface. L'épaisseur
aplatie ne doit pas étre inférieure a 40 % du diamétre d'origine.

6.4 Eboutage des sorties

Afin de prévenir tout endommagement du corps du composant, des connexions internes et des
joints des sorties lors de I'éboutage des sorties de composants, tous les outils a ébouter
doivent soit fixer solidement la partie de la sortie adjacente au corps (joint de sortie) avant
d'exercer les forces de courbure, de cisaillement ou de traction sur la ou les sorties, soit
permettre le mouvement libre du corps du composant a 90° dans le sens du découpage.
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6.2.6 Adapting dual-in-line package (DIL/DIP) leads for surface-mounting

Through-hole components should not be subjected to mass surface-mount soldering
operations without confirmation from the suppliers that they are suitable for the process(es).

a) The requirements of 6.2.1 through 6.2.3 shall apply.

b) Lead forming and cropping shall be carried out using die-set tooling for cutting and forming
operations. Hand forming and cropping is prohibited due to the risk of damage to the
component.

c) Leads intended for gull-wing style and butt joints shall have sufficient length to ensure
adequate compliance for the application environment and product life.

gth shall be CTE-matched to the lead material.

6.2.7 Leaded component body positioning

a) Conponents with bodies having a suitable insulated ou ed flush

over| surfaces that have no exposed track or circuits power-
dissipating components whose surface temperature s

b) Whs ing i i g inted wiring shodlld have
thein of the
com

c) AXIatr) gched to
the areas.

6.2.8

Leads 9 gce mounting shall be formed in almanner
that allg absorb stresses in solder joints due[to CTE
differenti anand\component body. Typically these leads are of| greater
cross-sgction ar i oseused’on SM component designs and due alljowance
should 0 ' igning the lead form. Leads should be configured or a
suitable pl& e eomponent can remain stable where placed.

6.3 L

Round ¢re ds, 6f axial leaded components, may be flattened (coined) {o assist
positive[s mounting. The flattened thickness shall not be less than 40 6 of the
original |dia

6.4 Llead cropping

To prevent damage to the component body, internal connections and outgoing lead seals when
cropping component leads, all cropping tools shall either clamp the portion of the lead adjacent
to the body (lead seal) prior to exerting bending or shear or torsion forces on the lead(s),
or allow free movement of the component body at 90° to the direction of cutting.
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Lorsqu'il est nécessaire de découper les sorties dures ou trempées, les instructions de travail
doivent spécifier des outils de découpe n'occasionnant aucun choc ou contrainte préjudiciable
au corps, aux joints de sorties ou aux connexions internes du composant.

6.4.1 Sens de I'éboutage

Il convient que le sens de I'éboutage soit déterminé par la méthode de brasage prévue. Pour le
brasage par refusion, il convient d'orienter le sens vers le bas a partir de la partie supérieure
du corps du composant. Cette méthode permet d'intégrer les bavures ou rugosités dans la
créme a braser lors du placement. Pour le brasage par immersion, le sens importe moins.

6.5 Coplanéarité des sorties

La coplanéarité des sorties des composants doit figurer dans la spec ati cant ou
dans la spécification d'achat de I'assembleur, S nce de
tolérande la plus stricte, par exemple la plus longue a la plus courte sortie i > mm.

6.6 hoc thermique lors du nouvel étamage

Lorsqud les sorties a revétements brasés présentes s Vol z ersants
sont dgvenues fortement oxydées et sont immerg 8 de afin
d'améliqrer leur brasabilité, des précautions doivent etr i 3! posant
ne subigse un choc thermique excessif et que lgs\| : i i mageés,

sorties.
ndue et

par exgmple en préchauffant et en
Il convignt de conserver une distance Wini
le corps|du boitier.

6.7 Plieges de gaz et d'humidité

Dans la gption des composants, les piécds et les
compos formation de piéges de gaz et d'humidité
suscept i a i i ser [eé nettoyage ou d'achever le dégazage.

7 Str hiad ‘ szaration de la carte imprimée

7.1 Plré

Les abr racloirs, la toile émeri, le papier de verre, le décapage a la
sableusk i e fer et autres abrasifs ne doivent pas étre utilisés sur les suffaces a
braser. i au des surfaces a revétements brasés sur une carte au moygn d'une
brosse otalli dable rotative est autorisée a condition que la surface soit completement
exemptI de brasure et que la carte soit montée en trois jours ouvrables

7.2 Exigences relatives au masquage temporaire

Le masquage temporaire est utilisé pour éviter que la brasure ne remplisse les trous
traversants imprimés (PTH) ou les trous de liaison ou pour protéger les surfaces ne devant pas
étre revétues de brasure. Se reporter a 19.3. Les exigences sont les suivantes:

a) un masque doit recouvrir la surface totale a protéger;

b) aucun résidu d'adhésif temporaire ne doit diminuer la brasabilité des zones protégées;

c) les processus ultérieurs ne doivent pas étre compromis.
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When it is necessary to cut hard or tempered leads, the work instructions shall specify cutting
tools that do not impact detrimental stress or shock to the component body, lead seals or
internal connections.

6.4.1 Direction of cropping

The direction of cropping should be determined by the intended soldering method. For reflow
soldering, the direction should be downwards from the topside of the component body.
This method will ensure that the burr or rag is embedded within solder paste during placement.
For immersion soldering, the direction is less important.

6.5 Lead coplanarity

Comporjent lead coplanarity shall be within the supplier's specificati or-theassembler's
purchasle specification, whichever has the closer tolerance requirement, for example, Jongest-
lead-to-ghortest-lead within 0,1 mm.

6.6 Thermal shock during re-tinning

When s and are
hot sold bl shock
to the ¢gomponent and damage to lead seals, for (exa € i bvoiding
complete immersion of the lead(s). A minimum o Y intai between

the molfen solder level and the package

6.7 Moisture and gas traps

Within the constraints imposed by componéntdesis bs and components shall be mounted
to preclpde the formation G S that may encourage corrosion qr inhibit
cleaning or complete outgs d.

7 Mo

cloth, sandpaper, sandblasting, steel wool arld other
abrasives sh surfaces to be soldered. Levelling of solder-coated surfaces on
a board A \e$s steel brush is permitted provided the surface is thoroughly
cleaned ivers Qf solder and the board is assembled within three working days.

7.2 T

Temporpryimasking is used to prevent solder filling printed through-holes (PTHSs) or vigs, or to
protect surfaces not 1o be coated with solder. Refer to 19.3. The requirements are:

a) total surface area to be protected shall be covered with maskant;

b) any residues from the temporary adhesive shall not reduce the solderability of the protected
areas;

c) subsequent processes shall not be adversely affected.
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7.3 Dorures sur une plage d'accueil de montage en surface de la carte imprimée

Lorsqu'une immersion ou un autre revétement doré a été appliqué comme finition de surface
brasable sur une carte imprimée, les exigences suivantes s'appliquent.

7.31 Epaisseur de la dorure

L'épaisseur de la dorure ne doit pas étre trop importante pour ne pas risquer d'effriter la dorure
dans le joint brasé. Dans la plupart des applications, ceci est obtenu lorsque I'épaisseur du
revétement est inférieure a 0,15 um, généralement comprise entre 0,03 um et 0,05 pm.

Il doit suffire de démontrer par calcul qu'il y a moins de 3 % de dorure en poids ou 1,4 % en
volume dans le joint brasé.

7.3.2 Produits de niveau C

Pour leg produits de niveau C contenant des composants de c 2qdiipés de
sorties, [le calcul doit considérer que la totalité de la dorure se\trouve g immédia-

7.3.3 Couches barriéres

Aucune|couche barriére présente au-dessous de dorure,

réduire |a brasabilité de la plage d'accueih

7.4 Etat de la carte imprimée

Afin de la carte imprimée,

a) il co face de la carte imprimée ainsi| que sa
mét piées au processus de brasage 3| utiliser
(les 4);

b) il convient d& copfi beriawde la carte imprimée, sa planéité, la plapéité de
son fevétementbrase a surface sont adaptés au montage des composants

sur de plusieurs processus de brasage et du mafériel de
monfage;

c) lorsque dé bles dorées au trempé sont utilisées, I'épaisseur du revgtement
métalliqu ' ;

que les revétements préfluxés ou antioxydants appliquép sur la
pour la séquence du processus de montage (vérifier que ces

e) toutes des—doi etre s ot ¢ ptes de

f) les essais de brasabilité d'échantillons par lots doivent avoir été réalisés conformément aux
méthodes 3X07 et 3X10 de la CEIl 61189-3.

8 Dépbt de créeme a braser pour montage en surface

8.1 Description du processus

Dans ce contexte, l'exigence est de déposer des quantités contrbolées de creme a braser
localement sur les zones de plage d'accueil de surface occupée de la carte imprimée avant d'y
placer les composants et de procéder au brasage par refusion. Cela peut étre obtenu par
plusieurs méthodes, comme celles décrites en 8.3, 8.4 et 8.5.
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7.3 Gold on printed board surface-mount lands

Where immersion or other gold coating has been applied as a solderable surface finish on a
printed board, the following requirements apply.

7.3.1 Gold thickness

Gold thickness shall not be sufficient to cause gold embrittlement in the soldered joint. In most
applications, this is achieved when the coating is less than 0,15 um thick, typically between
0,03 pm and 0,05 pm.

It shall be sufficient to demonstrate by calculation that there is less than-3 % by weight or
1,4 % by volume of gold in the solder joint.

7.3.2 Level C products

For levgel C products containing leaded surface mount co ion shall

assume| that all the gold is present in the region immediate ng heel
and edge fillets.

7.3.3 Barrier layers

Any baffrier layer beneath the gold shall not, b he land

solderability.

7.4 Printed board condition

To assigt in maximizing printed board sldey an
i m

a) the printed board surfase finigh and the odYand date of applying it should be cgnfirmed
as duitable for the i d (the recommended minima are [given in
5.2.4);

b) the printed m i atness and the solder coating flatness and its|surface

finish should b&’confirmed as\being suitable for the components to be mounted thereon and

for t oldering process(es) to be used;

c) whe aces are used, the gold plating thickness shdll be in
accd

d) any coatings applied to the board should be confirmed gs being
acce ded assembly process sequence (check that such coatings are

requiring more than one pass through a mass soldering maghine);

e) all printed solderable surfaces shall be clean and free from detrijus and

conthmination;

f) sample solderability testing on a batch basis shall have been carried out in accordance with
IEC 61189-3, method 3X07 and 3X10.

8 Surface-mount solder paste deposition

8.1 Description of process

In this context, the requirement is to deposit controlled quantities of solder paste locally on
printed board footprint land areas prior to placing components thereon and reflow soldering.
This can be achieved by a variety of methods as in 8.3, 8.4 and 8.5.
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8.2 Stockage et manipulation de la créeme a braser
8.2.1 Température de la créme

Afin d'assurer un dép6t en quantité suffisante, il convient de laisser la creme a braser atteindre
la gamme de températures ambiantes d'impression spécifiée minimale avant ['utilisation.
Il convient de maintenir une gamme de températures identique dans l'imprimante. Il convient
d'évaluer, au moins, la viscosité (rigidité/fluidité) en l'agitant dans le conteneur avant de la
charger dans la machine a sérigraphier. |l convient de ne pas tenter de rectifier la fluidité en
ajoutant de la creme séchée plus ferme ou la fermeté excessive en ajoutant un solvant ou un
diluant. Il convient de rejeter cette créme et de la mettre au rebut immédiatement.

Lorsqueta creme a eté StocKee dans un reifigerateur, onvient qu'e 5 stocks
et placée par I'opérateur chargé de l'impression au moins 4 h avant I'utik me doit
atteindrg la température ambiante adéquate avant utilisation.

8.2.2 Emplacement du matériel de dép6t

Afin de lantes a
distancs t autres
sources| boussie-
reuse s e dépbt
recomm

8.2.3

Pour un du joint
brasé, i a deux
fois4 I'é I ne soit
inférieu

8.2.4

La crém houvelle
creme 2 , me doit
étre pla neurvide propre et utilisée dans les 48 h. Il est d'usage de jeter la
totalité Sur I'écranh a des intervalles réguliers spécifiés, par exemIE]Ie tous
les jour ; j . as observer ces exigences peut engendrer une contamination
progressi e gs particules de brasure oxydées, entrainant la formation de
billes d€

8.2.5

A moing d'étre utilisés en permanence 24 h sur 24 h, il convient de nettoyer soigneuseinent les
écrans ‘#bvwdm—h-ﬁﬂ—dvmmh—mm—dﬁmm—m—éncréme,

non seulement des ouvertures mais également de tous les cbtés et bords de I'écran/pochoir
qui sont en contact avec le cadre. Ne pas effectuer cette opération peut avoir pour
conséquence l'oxydation, le durcissement, la désagrégation et I'absorption de la créme par la

créme a braser fraiche utilisée dans le cycle suivant, bloquant ainsi les ouvertures et/ou
formant des billes et des joints secs.

8.2.6 Nettoyage de la face inférieure du pochoir/écran

En fonctionnement, les pochoirs sont davantage enclins que les écrans a recueillir la créme
superflue sur leurs faces inférieures. Bien que certaines machines a sérigraphier nettoient
mécaniquement les faces inférieures, un contréle régulier et un retrait de I'excédent de créme
peuvent étre indispensables pour obtenir des résultats pertinents.
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8.2 Storage and handling of solder paste
8.2.1 Paste temperature

To assure consistent quantity deposition, solder paste should be allowed to reach the minimum
specified printing ambient temperature range before use. The same temperature range should
be maintained in the printer. Viscosity (stiffness/fluidity) should, at a minimum, be assessed by
stirring it within the container before loading it to the printing machine. No attempt should be
made to rectify fluidity by adding stiffer dried-out paste or excess stiffness by adding a solvent
or thinner. Such paste should immediately be rejected and discarded.

Where paste has been stored in a refrigerator, it should be removed from stores and placed by
the prifter_at feast 4 h before use. Paste shall be allowed to feach the sorrect ambient
temperdture before use.

8.2.2 Deposition equipment location

To minimize temperature variations, printers should be located ght and

shielded from mass soldering equipment and other souree bly they
should ; s of air
currents ition ten arige shall gpply.
8.2.3

For god 0 mesh
screen and no
stencil g

8.2.4

Paste s paste in
the conf pntainer

Creen at
e these

and usgd within
regular |specifie

requirements ¢ articles,
causing

8.2.5

Unless broughly
cleaned hift. All paste should be removed, not only from the apertyres, but
also from all edges where the screen/stencil meets the frame. Failure td do this
can result in_ harderned] oxidized paste being loosened and absorbed by the fresh pastel used in
the nex;rrun, causing aperture blockage and/or solder balling and dry joints.

8.2.6 Screen/stencil underside cleaning

In operation, stencils are more prone than screens to the collection of unwanted paste on their
underside. Although some printing machines provide mechanized underside cleaning action,
regular inspection and wiping off excess paste can be essential for consistent results.
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8.3 Impression (hors contact) a I'écran

8.3.1 Description du processus

Une machine a sérigraphier est constituée d'un tableau métallique plat supportant une carte
imprimée, par exemple par succion, et d'un dispositif permettant d'insérer, d'aligner et
d'extraire la carte imprimée sous I'écran. Un mécanisme fait dévier simultanément le racloir sur
I'écran en contact étroit avec la carte tout en poussant la créme a braser sur I'écran et en la
faisant pénétrer par les ouvertures de I'écran sur la carte.

8.3.2 Commandes de la machine pour impression a I'écran

L'écran signes
d'endo magement ou d usure avant de le placer et de Iallgner avec la earte app ige sur la
maching cran en
contact Javec le cadre d0|vent étre completement dégagés et ne cog ge de la

créeme précédente.

Les varipbles suivantes peuvent affecter le processus d'imp

a) température ambiante; *

b) flexipn de la carte; *

c) plangité de la carte; *

d) viscosité de la créme; *

e) température de la créme; *

f) taillg des particules de brasure;
g) taillg de la maille de I'ég

h) épaigseur de I'émul

i) forme et taille des 0

j) intégrité de I
k) tensjon de I'éc

m) align
n) distd
0) vites

p) nom

q) quantité'de crém

r) coupeitransversale du racloir;

s) angle du racloir;
t) dureté du racloir;
u) pression du racloir; *

v) vitesse de défilement du racloir. *

En considérant que la conception et la fabrication de I'écran ainsi que la fourniture des matériaux sont
correctes, les variables généralement sous le contrdle direct de I'opérateur-fixateur sont limitées aux éléments
accompagnés d'un astérisque.
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8.3 Screen (off-contact) printing
8.3.1 Description of process

A screen printer consists of a flat bed metal table that holds down a printed board, for example,
by vacuum chuck, and a means of entering, aligning and extracting the printed board beneath
the screen. The mechanism for moving a wiper (squeegee) across the screen simultaneously
deflects it into close contact with the board while pushing solder paste over the screen and
forcing it through apertures in the screen on to the board.

8.3.2 Machine controls for screen printing

The scrge 3 3 3
and alighing it with the relevant board on the printing machine. All apert
and the| edges where the screen meets the frame shall be completg
paste.

¢n mesh
e of old

Variablgs that can affect the screen printing process include:

a) ambjent temperature; *

b) boa:ld flexure; *
c) board flatness; *

d) paste viscosity; *

e) paste temperature; *
f) soldgr particle size;
g) screen mesh size;

h) screpn emulsion thickg

i) screen aperture sizp.and

en integrity;
n tensi<>

ntage of s¢

j) scre

k) scre
I) perc

r) squgegee’cross-section;

S) Squeegee angle;

t) squeegee hardness;

u) squeegee pressure; *

v) squeegee travel speed. *

* Assuming correct screen design and manufacture, and correct material supply, the variables normally under the
direct control of the setter-operator are restricted to asterisked items.
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8.4 Impression (en contact) au pochoir
8.4.1 Description du processus

Pour l'impression, les principes mentionnés en 8.3.1 s'appliquent, néanmoins le pochoir est
généralement maintenu en contact direct avec la surface de la carte lors du nettoyage et est
séparé de celle-ci par un mécanisme de levée et d'abaissement séparé.

L'impression au pochoir est utilisée pour un travail a pas réduits et les machines les plus
colteuses corrigent automatiquement la position de la créme et l'alignement. Les exigences
de 8.1 doivent étre appliquées.

8.4.2 Commandes de la machine pour impression au pochoir

Le pochoir doit étre examiné afin de déterminer son état de propreté signes
d'endompmagement ou d'usure avant d'étre placé et aligné avec 2¢, sur la
maching a sérigraphier. Toutes les ouvertures dans le pochgi cran en
contact Javec le cadre doivent étre complétement dégagés et nt Ce de la

créeme précédente.

Les varipbles suivantes peuvent affecter le processus/ g

a) température ambiante; *
b) flexipn de la carte; *

c) plangité de la carte; *

d) viscosité de la créme; *

e) température de la creme *

f) taillg des particules de\b
g) épaipseur du pochq

h) intégrité du pockoi
i) forme et taille

j) cont

k) tens
I) align
m) vites

n) nom

)
p) duretédu racloir;

) angle du racloir;
r) section transversale du racloir;
s) pression du racloir; *

t) vitesse de défilement du racloir. *

En considérant que la conception et la fabrication du pochoir ainsi que la fourniture de matériaux sont correctes,
les variables généralement sous le contrdle direct de I'opérateur-fixateur sont limitées aux éléments accom-
pagnés d'un astérisque.
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8.4  Stencil (in-contact) printing

8.4.1 Description of process

For stencil printing the principles in 8.3.1 apply, but the stencil is usually held direct in contact
with the board surface during the wiping action and is moved away from it by a separate

lowering and raising mechanism.

Stencil printing is used for fine pitch work and the more expensive machines have automatic

alignment and paste position correction. The requirements of 8.1 shall apply.

8.4.2 Machine controls for stencil printing

viscosity; *
temperature; *
r particle size;

il thickness;

.k

0) past
P) sque
q) sque
r) squgegée cross-section;

egee angle,

lacing it
ncil and
§ste.

S) squeegee pressure; *
t) squeegee travel speed. *

* Assuming correct stencil design and manufacture, and correct material supply, the variables normally under the

direct control of the setter-operator are restricted to asterisked items.
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8.5 Diffusion a la seringue
8.5.1 Description du processus
8.5.1.1 Dépot mécanisé

Une seringue contenant de la créme a braser est suspendue au-dessus de la carte imprimée
qui, maintenue sur un plateau a axe x, y a commandes numériques, est déplacée successi-
vement afin que chaque emplacement de plage d'accueil de surface occupée nécessitant de la
créme apparaisse au-dessous du bec de la seringue. Alternativement, la seringue est déplacée
et la carte est immobile — ou une combinaison des deux lorsque chacune se déplace soit dans
le sens x soit dans le sens y seulement A chaque emplacement la serlngue est abaissée vers
la carte etle pis . = - = =Taale ésigne.
En géneral, Ia quantlte deposee est controlee au moyen d une vis o d une mpu sion de
pression temporisée programmable exergant une force sur le piston.

Certaings machines peuvent étre équipées d'une rangée de becs qu i 8dd4r a une
impulsion double a chaque emplacement exigeant une quantité pl G ¢ ale.

8.5.1.2 Dépo6t manuel de la créme a braser
La seringue est tenue a la main et la créme a braser £ Ision de

pression temporisée programmable, dans ce cas préci S 2el par un
interrupteur au pied.

8.5.2 Contréle de la température

Le contfble précis de la température eau du 5 est plus
important que pour les méthodes d' |mresEx epté’pour les opérations manuellgs, dans
tous leq cas la gamme d& tempég es\de diffusjon>recommandée par le fabricant doit étre
utilisée.

Bien qug le cont la diffusion manuelle soit moins important pour
le dosage de la i S Fait qu'elle peut étre modifiée facilement en ajdstant la

combinaison d'impuls s$eringue
et de I3 s ment et
I'étalemp

8.5.3

Avant dii que de véri-
fier que » esente pas de signes de séparation du fluide porteur de la créme et de

8.6 Deépot par transfert des préformes de brasage
8.6.1 Description du processus

Cette méthode de montage de circuits intégrés a pas réduits et a sorties multiples individuelles
nécessite I'utilisation d'une machine de brasage par refusion par thermode. Des pastilles de
transfert de film a brasure préformée sur des supports en plastique sont placées entre la face
inférieure des sorties du composant et les zones de plage d'accueil. Les pastilles sont
spécifigues a chaque type de bofitier de circuits intégrés. L'application du flux avant le
placement de la pastille de préforme de brasage et du composant est indispensable. Certaines
versions de la préforme de brasage sont préfluxées mais, méme pour celles-ci, I'application
préalable du flux immédiatement avant le brasage est profitable.
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8.5 Syringe dispensing
8.5.1 Description of process
8.5.1.1 Mechanized deposition

A syringe containing solder paste is suspended above the printed board which, being supported
on a digitally controlled x, y table, is moved successively so that each footprint land location
requiring paste appears below the syringe nozzle. Alternatively, the syringe is moved and the
board is static — or a combination occurs where each moves in either an x- or a y-direction
only. At each location the syringe is lowered towards the board and a metered amount of paste
forced out by the pIunger on to the designated Iocatlon NormaIIy, control of the amount
depOSIt o—0rS = S S—-c A SLUre DL 4 orce on
the plunger.

A selecfion of nozzles may be fitted to some machines to avoid the llsing at
each logation that requires a greater amount than normal.

8.5.1.2 Manual solder paste deposition

The syr ar prggrammable timed
pressurg

8.5.2

Accurat than for
printing mended
dispens

Althoug hetering
paste d e pulse
combinati 's stated
maximu

8.5.3

Before d ould be
checked ' 8 3 of paste carrier fluid from the solder. This can be sdgen as a
local ch

8.6 T

8.6.1 Descriptionof process

This method of mounting individual multilead and fine-pitch integrated circuits requires use of a
thermode reflow soldering machine. Transfer patterns of preformed solder film on plastic
carriers are placed between the underside of the component leads and the land areas.
The patterns are unique to each IC package type. Flux application prior to placement of the
solder preform pattern and the component is essential. Some versions of the preform solder
are pre-fluxed but even for these, the prior application of flux immediately before soldering is
beneficial.
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9 Dépbt d'adhésif isolant et traitement

Il est exigé de déposer une quantité contrélée d'adhésif a I'emplacement du composant, ou sur
la face inférieure du corps du composant, avant de placer le composant. Les attributs
essentiels de la performance du dépbét d'adhésif sont les suivants:

a) viscosité suffisante pour limiter I'affaissement/étalement;

b) pouvoir adhésif adéquat pour maintenir les composants aprés leur placement et toute
manipulation avant le traitement;

c) adherence ala f0|s au substrat et aux materlaux de la face |nfer|eure du composant pour
disp

d) faible
stoc

Il convig ulés et
traités ¢onformément aux instructions du fournisseur. attention
particuliere au stockage des adhésifs et a leur durée de a l'air.
Il convignt que tous les processus soient réalisés par un pe et effet.
La propfeté et I'entretien régulier sont indispensables p C iruhe perfgrmance consg¢quente.
Afin d'gssurer un dépdt de quantité orrecte,

il convignt de laisser l'adhésif atteindre e A i S Bratures
ambiantes de dépbt spécifiée avant de | s e dépot
atteignel la méme gamme de températuyes:

Lorsqud I' et de le
placer de son
contene} utiliser
au déb t puisse
atteindre

9.1 Impression a

9.1.1

Il s'agit h braser
mentionfié chaleur
externes 3|et, pour
éviter to

9.1.2 Matériel utilisé

Le matériel, les procédures et les recommandations utilisés pour le dépdt d'adhésifs sont
identiques a ceux déterminés pour la créme a braser en 8.3.

9.2 Diffusion a la seringue
9.21 Description du processus

Le principe du processus consiste a déposer une quantité spécifique d'adhésif en sélectionnant
le diameétre de la seringue et en dosant la quantité éjectée d'adhésif pulsé. La quantité
d'adhésif peut varier selon les types de composants en modifiant la durée et la pression de
I'impulsion d'air utilisée pour éjecter I'adhésif.
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9 Non-conductive adhesive deposition and curing

The requirement is to deposit a controlled amount of adhesive at the component site, or on the
underside of the component body, prior to component placement. The essential performance
attributes of the adhesive deposit are:

a) sufficient viscosity to limit slump/spread;

b) adequate tackiness to retain components after placement and any handling prior to curing;

c) adherence to both the substrate and component underside materials and to possess
adequate shear strength at soldering temperature;

d) low free-fom content consistent with assempty Tequitements—andwith/fong<ternm operation
and storage environments for the assembled product.

All materials employed for these procedures should be stored, ssed in
accordance with the supplier's instructions. Particular regard showld i i %heswe
storage|and the duration of its useful application life once expoged Air. 5 should
be carrigd out by suitably trained and qualified personnel.

Cleanliness and regular maintenance are essential if consi srmance/is to be attained.
To assyre consistent Iocal quantity deposmon anad\ corr, ight, i ould be
allowed i 3 i i , e range
before b br in the
depositi

Where adhesive has been stored in a refrigérator{/it should be removed from stores andl placed
by the iti i afore\use, depending on its container size.
For sing i i by the
equipment at the end of\the previous ) e i night.

9.1.1

This msg ed for solder paste stencil printing in 8.3.1. ThT printer
should 3 external heat sources, for example, direct sunlight, mass
solderin i > to\pyévent contamination, preferably in an area away from other
processg

9.1.2

The eqyipment, procedures and considerations employed for adhesive deposition are sfmilar to
those identified Tor solder paste In 8.3.

9.2 Syringe dispensing
9.21 Description of process

The principle of the process is to deposit a specific volume of adhesive by selecting the syringe
diameter and regulating the ejected volume of adhesive pulsed. The volume of adhesive can
be varied for component types by altering the time and pressure of the air pulse used to eject
the adhesive.
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Cette opération peut étre effectuée sur certaines machines de placement de composants en
remplacant la téte de lecture par un appareil de dosage d'adhésif ou en montant le systeme de
diffusion en paralléle. Cela réduit le volume traité de la chaine de production et, surtout, utilise
un matériel a colt d'investissement élevé en une simple opération. Pour un volume plus
important une machine de dosage en ligne spécifique peut étre utilisée.

9.2.2 Matériel utilisé

Le matériel, les procédures et les recommandations appropriés au dépét d'adhésifs sont
identiques a ceux déterminés en 8.4.

9.3 Impression par transfert par aiguille

9.3.1 Description du processus

Il s'agit e profil
d'extrémité régissent la quantité d'adhésif ou de flux recueillis. Qi iguifles sont
immerg Ses)pui isgées sur
la carte ilevées,
de I'adh

9.3.2

Mainten du bac
et ce p3 Ct sur la
quantité

La duré psphére
contrélée.

En raisqn des colts relativem ¢ ce processus est généralement limité aux
chaines|de produciion d S

9.4 TraitementdeA's

9.4.1

Le traitq placement des composants. Le processus consiste a |exposer
les coughes oS (et les composants placés sur celles-ci) a I'enveloppg temps-
tempéra s Plusjeurs types d'adhésif sont utilisés tels que les époxydes, les
acryliqu ye$ de ceux-ci. Les expositions a la lumiére ou a la chaleur de$ rayons
ultraviol onstifuent les options de traitement, selon le type d'adhésif.

9.4.2 |Rayonnement infrarouge (IR)

Le matériel comprend une étuve-tunnel de passage sur bande transporteuse avec plusieurs
zones de contrdle ajustées pour produire le profil de température adéquat.

9.4.3 Etuves a convection
Il s'agit généralement d'étuves-tunnels de passage sur bande transporteuse alimentée avec de

I'air a température contrélée. Les températures des zones de contrdole séquentielles sont
ajustées pour produire le profil de température adéquat.

9.4.4 Etuves fixes ventilées

Elles sont généralement utilisées pour la production de prototypes et par petits lots.
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This operation can be carried out on some component placement machines by replacing the
pick-up head with an adhesive dispensing unit or by having the dispensing system mounted in
parallel. This does reduce the throughput of the production line and, more importantly, employs
a high capital cost piece of equipment on a simple operation. For higher throughput a
dedicated in-line dispensing machine would be used.

9.2.2 Equipment used

The equipment, procedures and considerations relevant to adhesive deposition are similar to
those identified in 8.4.

9.3 Pin transfer printing

9.3.1 Description of process

volume |of adhesive or flux collected. The tips of the pins are dipped in\actxay
flux and are subsequently lifted away and then lowered on to the p ' cireyi ard where
contact |is made. When the pins are raised, adhesive or fluxX\s \depgsited gntoYoard| or land
patterng.

9.3.2 Process control

Maintaining constant viscosity of the ad e tray temperature fand this
parameter, plus the duration of traksferafRd bo ime, will affect the|volume
transferfed.

d by the use of a controlled atmofsphere.

The pot|life of the adhesive in the tray may %ted

N

Due to the comparatively high tep ostss this pfe
production lines.

9.4 Adhesive@n

9.4.1 Descriptig

ess is normally restricted to high[ volume

nt placement. The process consists of expoging the
(fand components placed thereon) to the required time-
af’ types of adhesive are used including epoxies, acrylics and

; to ultraviolet (UV) light or heat are the curing options, depending on

the adh:

9.4.2 Infrared (IR) radiation

The equipment consists of a conveyor-type pass-through tunnel oven with various control
zones that are adjusted to produce the correct temperature profile.

9.4.3 Convection ovens

These are normally conveyor-type pass-through tunnel ovens fed with air at a controlled
temperature. The temperatures of sequential control zones are adjusted to produce the correct
temperature profile.

9.4.4 Ventilated static ovens

These are typically used for prototype and small batch production.
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10 Placement des composants montés en surface

Des exemples de modéles de boitier de composants passifs et actifs types sont illustrés aux
Figures 6 et 7.

10.1 Composants discrets sans sorties avec terminaisons métallisées

Des exemples de ces types de composants sont illustrés aux Figures 6a, 6b et 6e. lls com-
prennent des résistances, des condensateurs, des thermistances et des connexions de mise
en court-circuit.

En fonction de la taille et de la forme de la plage d'accueil, un auto-alignefhent peut s'gffectuer
au cours du brasage par refusion, mais il convient de ne pas ce fadgteur en
considération pour I'évaluation du processus de placement. Réciprog
parfaitemment placés peuvent étre déplacés lors du brasage en raisé
la surface, par exemple résultant d'un schéma de configuratig
différenges de la brasabilité des surfaces a relier.

Une attpntion particuliére est nécessaire pour éviter ] ique des
compospnts en céramique. Ces derniers peuvent étré endo < n mauvaig ajuste-
ment des machoires de centrage sur les machifpes et ceci est |souvent
imperceptible a I'ceil. Par exemple des micro-fissures ur faire
échouer 2 la durée de vie|utile et

entraing

Pour de assisté, il est préférable d'utiliser des
mécanig aux cartouches (thermostatiques)
a alime i i C du™composant. Les bandes assureng la pro-
prise et sont également appropriées a
¢s au montage manuel et a la retouche.

nalemgnt des diodes, des résistances et des condensateurs en
Nl s'agit essentiellement de composants discrets dont le$ sorties

isioh de leur positionnement, ils sont susceptibles de se désall|gner au
chaque
ets de tension de la surface ou des effets thermiques déséquilib%és dans

la géomeétrie-du réseau de la plage d'accueil et de la conception du circuit intégré ddjacent.
Voir Figure7a.

10.3 Boitiers de petits composants discrets avec sorties

Il s'agit de petits boftiers en plastique moulé ou en céramique avec deux, trois ou quatre
conducteurs en rubans sortant de la paroi du boitier a I'horizontale formés pour étre en contact
avec les plages d'accueil des cartes imprimées associées sous le niveau de la face inférieure
du corps du boitier. Les diodes en boitier a connexions courtes (SOD), les transistors/thyristors
en boitier a connexions courtes (SOT) et les boitiers en céramique constituent des exemples
de composants. Se reporter aux Figures 6¢ et 6d et aux Figures 7b, 7c et 7d.
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10 Surface-mounted component placement

Examples of typical active and passive component package styles are given in Figures 6 and 7.

10.1 Leadless discrete components with metallized terminations

Examples of these component types are shown in Figures 6a, 6b and 6e. They include
resistors, capacitors, thermistors and shorting links.

Depending on land area shape and size, a degree of self-alignment can occur during reflow

soldering, but this factor should not be relied upon in assessing the cement process.
Convergely, immaculately placed components can be displaced during soldering~dueto| surface
tension [effects, for example, arising from incorrect board layout desigry iffergnces in

solderability between surfaces to be joined.
Care is needed to avoid mechanical harm to ceramic compong t pged by
incorred bcracks,
insufficig may \propagatg during
service |i
For preg achines, tape fe¢ds may
be prefd izg. Tapes
provide handling
in the smaller quantities needed for marnual
10.2 L

leadless faces (ME
The cate ese are
basicall netal or
metallizg
Howeve gs reflow
solderin Olderability at each end, or to unbalanced th¢rmal or
surface re 7a.
10.3 Lles
These & e/ribbon
leads emerging.horizgntally from the package wall that are formed to contact matching printed
board 13 , level of the underside of the package body. Example compongnts are
small optline diodes” (SODs), small outline transistors/thyristors (SOTs), ceramic pil] packs.
Refer toFigures 6cand 6dandto Figures /b 7c and 7d-
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Figure 6a — Résistance chipse Figure 6b — Condensateur chipse Figure 6d — Condensateur électrolytique
céramique a sortie radiale

.

—m—————

4

Figure 6¢c — Condensateur électrolytique en

plastique moulé IEC 304/03

Figure 6 — Modéles d ~ mposants passifs
su fa

Certaing . Cependant, il convient de ¢ontréler
et d'éva : i e'effet de I'auto-alignement.

En raisgn de leur trés petite tai 3ité a surface supérieure du boitier est importante
lors du fonctionnement 3Js sur les machines d'autoplacement rapide.
La protection contre Ig constitue également un paramétre egsentiel,

en partigulier lor ge sont installées sur les tétes de préghension
des composants:

Lors de

ent de ne pas considérer que, si la seule sortie présente
aunee es_qui sont présentes a l'autre extrémité le seront également.
Les var revétement métallique a l'intérieur d'un bain galvanoglastique
de bras in 2 pe t grovoquer une variation importante de la brasabilité de$ sorties

de com nes — sur la base du temps écoulé depuis la date de fabjrication.
Ce factd car les composants discrets sont généralement fabriqués|en trés
grande 3-et sont souvent davantage susceptibles d'étre conservés en stock gour des

durées es_que ceux fabriqués en quantité moins importante.

Lorsqu'un brasage par immersion est prévu, il est prudent de s’assurer que Iles corps de
composants spécifiés adhéreront bien a I'adhésif choisi aprés le placement et le traitement.
Les composants dont les corps sont en plastique contenant des silicones ou les composants
dont la surface inférieure moulée a subi un polissage de haute précision peuvent ne pas étre
compatibles avec les adhésifs de fixation d'usage courant. Cela s'applique également aux
composants décrits en 10.4 et en 10.5.
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Figure 6a - Chip resistor Figure 6b - Ceramic chip capacitor

Figure 6d — Radial lead electrolytic
capacitor

Some
howevef,

when o
mouldin
ponent

When t
soldera
mass s(
leads —
discrete]
held in 4

If imme
adhere
made u
polished

Figure 6¢ — Moulded plastic electrolytic

pick-up heads.

sting fo@ abili
le, those *

may-not be

capacitor

componehis described in 10.4 and 10.5.

ompatible with common attachment adhesives. This is also appli

IEC 304/03

Ccuracy,

important

m from
to com-

e end is
within a

pecause
ly to be

dies will

g bodies

s highly
cable to
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Figure 7a - Diode MELF

Figure 7b — Diode SO
(SOD 123) Figure 7c - Transistor SO

(SOT 23)

Figure 7d - Thyristor SO Figure 7e - Transistor SO de
(SOT 143) puissance (SOT 223)

Figure 7f - Cicuit intégré SO

Figure 7j — Circuit intégré quadruple
en ligne a boitier plat
en plastique (PQFP)

=G SUO/US

Figure 7 — Modéles de boitiers pour composants semi-conducteurs typiques
montés en surface

10.4 Boitiers de circuits intégrés a sorties

Les boftiers de Cl a sorties sont essentiellement des boitiers moulés, rectangulaires ou carrés,
en plastique dont les sorties en ruban sortent horizontalement de deux ou quatre cétés et sont
ensuite formés de maniére variée (par exemple formats en aile de mouette, en J) afin de
fournir des connexions coplanaires appropriées aux réseaux de plages d'accueil correspon-
dants sur la carte imprimée. Voir Figure 7.
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Figure 7a - MELF diode

Figure 7b — SO diode
(SOD 123) Figure 7c - SO transistor

(SOT 23)

Figure 7d - SO thyristor
(SOT 143)

Figure 7f — SO integrated cicuit

Plastic leaded chip carrier
ntegrated circuit (PLCC)

Figure 7j — Plastic quad flat
integrated circuit (PQFP)

=G SUO/US

Figure 7 — Typical semiconductor surface-mounted component package styles

10.4 Leaded integrated circuit packages

Leaded IC packages are mainly moulded rectangular or square plastic packages whose
tape/ribbon leads emerge horizontally from two or four edges and are then formed into a variety
of shapes (for example, gull-wing, J-lead formats) to provide suitable coplanar connections to
matching land patterns on the printed board. Refer to Figure 7.
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Pour toutes les méthodes de brasage, la précision du placement et la coplanéarité des sorties
sont les parametres les plus importants pour réduire au minimum les niveaux de retouche sur
les boitiers multibroches. Une attention particuliére est nécessaire pour s'assurer que les
méthodes d'emballage d'expédition des fournisseurs et de la présentation aux machines de
placement peuvent remplir ces fonctions lors du placement.

10.5 Boitiers de circuits intégrés «a pas réduits» a sorties

Pour les besoins de la présente norme, le terme «a pas réduits» s'applique aux pas de sortie
inférieurs a 0,8 mm. La fragilité relative de leurs sorties signifie qu'ils sont plus sensibles aux
forces mécaniques affectant la coplanéarité, notamment les sorties qui sont situées le plus
prés des coins du boftier.

10.6 Bloitiers a trous traversants et a sorties modifiées

Le placg [fage en

surface Certains
compos us pour
résister surface
au cours$

Lorsque rte, par
exemplg fectuée
avant le

10.7 B

10.7.1

Dans de ne sont
générale iques a
moins que le réglage ens soient utilisés pour absorber les contraintes
thermo-mécaniq@a ints brasés.

lls sont S S grtures allant des simples revétements tachetés en
plastiqu s stipérieures en plastique moulé aux types de boitiers 3 cavités

fermées
Les termifraj alliséesy” généralement crénelées, sont placées, a intervalles|de pas
régulier$ quatre bords du boitier. Lorsque ces composants nécesgitent un

par exemple supérieure a 1 mois, la métallisation demeure une

Lors de la réalisation de ce processus, il convient de réduire au maximum le choc thermique
auquel est exposé le contenu du boitier en effectuant un préchauffage.

10.8 Matériel de placement

La capacité de placement s'étend des méthodes manuelles brutes d'environ 100 placements
par heure aux machines automatiques de haute technicité capables de manipuler plusieurs
centaines de milliers de composants par heure.
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For all soldering methods, placement accuracy and lead coplanarity are the most important
parameters for minimizing rework levels on multi-pin packages. Care is needed to ensure that
the methods of transit packaging from suppliers and presentation to placement machines are
capable of assuring these features during placement.

10.5 Leaded 'fine-pitch' integrated circuit packages

For the purposes of this standard, the term 'fine pitch' applies to lead pitches below 0,8 mm.
The comparative fragility of their leads means they are more sensitive to mechanical forces
affecting coplanarity, particularly those leads that are nearest the corners of the package.

10.6 Modified leaded through-hole packages
Placemgnt of leaded through-hole packages modified for surface mou i carried
out marjually after mass soldering. Some through-hole components

are not|designed to withstand the high temperatures seen by sufface onents
during mass reflow soldering operations.

Where [such components are used, the component body T©ta ¢ board,
for example, using adhesive. For level C assemblies, t SUringRe prior to
soldering the leads to footprint lands.

10.7 Lpadless chip carrier packages

10.7.1

suitable
used to

In many
for dired

They ap S ging from simple plastic blob coatings or moulded
plastic U

Metalliz castellations — at regular pitch intervals along two

or four g e’ extended storage times for these compongnts are
needed, onth, the metallization remains as a gold surfacg until a
double 3 i ion is carried out shortly before assembly to the printed board.

In perfa ) N atter process, thermal shock to the contents of the package should be
minimiz

10.8 Pllacement®

Placementcapabitity ranges frommumaided—manuat methods—atapproximatety +66—ptatements
per hour to sophisticated automatic machines capable of handling several hundred thousand
components per hour.
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10.8.1 Placement manuel avec et sans assistance

Il convient d'effectuer tout placement manuel en prélevant les composants directement des
poches des bandes ou des bacs, ou des baies de sortie des porte- magasins. Cela permet de
maintenir la brasabilité en évitant d'exposer les composants a I'air et aux poussiéres de l'usine
jusqu'au dernier moment possible avant le placement. |l convient que le matériel choisi pour
faciliter le placement manuel repose sur ce principe et il convient d'éviter le transvasement
préalable des composants dans les bacs.

Lorsqu'une proportion importante de la production est en lots de petite quantité, il est pré-
férable d'éviter les erreurs de placement manuel (et par conséquent les retouches) en utilisant
les dispositifs ou les indicateurs programmables qui préviennent des relations plage d'accueil-
compospnt incorrectes.

Les vitdsses de fonctionnement réalisables pour les matériels de pfa assisteé
s'étendent de 400 a 700 placements/heure.

10.8.2 | Machines de placement a téte double et a téte uniq

Les mafhines de placement a téte double et a téte
éventail| de types de composants; elles ont générale
(8 mm) pui réalisent des vitesses de placement allan|
sont a gommande positionnelle mécanique a bou

|ren large
ntation

Bnismes
ment et

comprennent généralement des mouvem ¢ btion du
compospnt et le plateau soutenant laxcarfe i Se, ment un
mouvenpent d'axe x. Certaines version i gme de correction optique en
option.

10.8.3 | Appareils monte

Les appareils monteu S mcipalement utilisés pour le placement rgpide de
petites puces et de composanys S sorties. Les tétes (par exemple 12) sont|souvent

disposéps en carfot elevement et de placement s'effectuan{ a 180°
I'une d¢ l'autre.\_e sont par exemple utilisés pour le cenjrage et
I'alignement optique

Tandis < tournent sur le carrousel et que la tige centrale se|déplace
sur l'axg 3 fgau de la carte se déplace uniquement sur I'axe y danp la me-
sure ou Je Nt s'effeetue en ligne dans la machine. Le bloc d'alimentation ne se
déplacefe

10.8.4 | Dispositifs a)téte unique ou a plusieurs tétes destinés au couplage séquentiel

ef ligne

Les machines peuvent étre utilisées en tant qu'unités indépendantes ou peuvent étre
associées en ligne pour fournir des vitesses de placement trés élevées. En général, les tétes
de placement se déplacent uniquement sur l'axe x entre les positions de prélévement et
de placement et chaque téte est affectée a un type de composant unique. Le mécanisme de
passage de la carte se déplace sur l'axe y. En reliant plusieurs machines, il est possible
de réaliser des vitesses de placement allant jusqu'a 100 000/h.

10.8.5 Machines de placement spécialisées a téte unique

Ces machines sont généralement placées en ligne a la suite de machines plus rapides telles
que des «shooters» de puces, et sont utilisées pour placer des circuits intégrés a pas réduits
ou larges. Pour le positionnement précis des dispositifs & pas réduits, elles font appel a des
systémes de correction optique.
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10.8.1 Manual and assisted manual placement

All manual placement should be made by picking components directly from the pockets of
tapes or trays, or from magazine holder exit bays. This aids the maintenance of solderability by
avoiding exposure of components to factory air and dust conditions until the last possible
moment before placement. Equipment intended to assist manual placement should be based
on this principle and the prior decanting of components into trays should be avoided.

Where a significant proportion of output is in small quantity batches, the avoidance of manual
placement errors (and hence rework) by using programmable indicators or devices that prevent
incorrect component-land relationships, should be the preferred choice.

The praftical operating rates for assisted manual placement equipment ranige between 400 and
700 plagements/hour.

10.8.2 | Flexible single and twin-head placement machines

'Entry Ieevel‘ single and twin-head placement machmes accept a wid of component
types; t 1 200/h
and 2§ htrol of
placemg t feeder
bank a X-axis
movem

10.8.3

Chip m discrete
compon -up and
placemd xample,

for cente

Wherea he carousel and its centre shaft ha$ x-axis

5 the plagem d's
movement, nor Ras\movement only in the y-axis as it is carriefd in-line
through|the mach i

10.8.4 i : < its’intended for in-line sequence coupling.

Machine
placemg
up and pie
pass-thi \
rates up an 300 000/h are achievable.

standing units or can be coupled in-line to give very high
placement heads have only x-axis movement between the pick-
and each head is assigned to a single component type. THe board

10.8.5

These machines are usually located in-line following faster machines such as chip shooters,
and are used for placing large or fine-pitch integrated circuits. For accurately positioning the
fine-pitch devices, they rely on optical correction systems.
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11 Insertion de composants a trous traversants

11.1 Généralités

Des exemples de modéles de composants a trous traversants passifs et actifs typiques sont
donnés aux Figures 8, 9, 10, et 11.

i

Figure 8 — Composants typiq

W

Systéme Condgnsateur  Condensateur i ¢ ésistance Point Condensateur «Chocke»
d’encapsu- ab a boitier de test gamme miniature
lation en m moulé réduite
cristal IEC 307/03

IEC 308/03

Figure 10 —- Composants a sortie radiale avec élévation de sortie formée
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11 Through-hole component insertion

11.1 General

Examples of typical active and passive through-hole component styles are given in Figures 8,
9,10, and 11.

/

IE

| @

Crystal Moulded Moulded Test Orange-drop Miniature
can box box point capacitor chocke
device ¢apacitor resisitor
IEC 307/03

al radial dual-lead components

IEC 308/03

Figure 10 — Radial lead component with shaped lead stand-off
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T 11

A \\

L] L L

IEC 309/03

Figure 11 — Transistor typique a sortie radiale, ave

l'insertid
la clausg

rennent

Une attd ge et de

formage arquage
des co . hitier ou
d'inhib% la brasablllte et l'intégrité mé ie. sabilité é 2griadée en
courba S ou pour
exposer

Les princi crjeure du

a) mini re dans
un tou traversant métailisg;

b) réduire toute la carte
impr' de;

C) mini jgu cours
dub

d) per
e) évitg 3 nt d'humidité sous le corps du composant.
Il peut aire de prendre des précautions appropriées pour la conception de

méthod¢s d'espactement afin qu'elles puissent satisfaire aux exigences propres aux|raisons
énumérges ci-dessus.

11.2 Composants a sorties axiales (deux sorties)

La Figure 8 illustre des types de boitiers de composants en plastique moulé (par exemple
résistance, condensateur) et en verre (par exemple diode).

En général, ils sont cylindriques et recus du fabricant avec des sorties droites.

11.3 Composants a sorties radiales (deux sorties)

La Figure 9 illustre une sélection de composants de ce type. Les formes des boitiers varient en
fonction du contour de I'élément contenu.
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be needed in the design of spacing methods to enable them to fulfil
nt in the above reasons.

Figure 8 shows glass (for example, diode) and moulded plastic (for example, resistor,
capacitor) component package types.

Normally they are cylindrical and are received from the manufacturer with straight leads.

11.3 Radial lead components (two leads)

Figure 9 shows a selection of components in this style. The package shapes vary according to
the contour of the contained element.
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Les sorties peuvent ne pas étre formées si la hauteur de I'élévation requise sous le corps est
obtenue par d'autres moyens (par exemple un écarteur ou une cosse saillante solidaire du
corps du composant) et si les trous de réception dans la carte imprimée sont correctement
placés. Dans certains cas, I'élévation est obtenue en formant les sorties localement
(voir Figure 10).

11.4 Composants a sorties radiales (au minimum trois sorties)

La Figure 11 illustre un transistor [par exemple modéle de transistor a connexions (TO) 18 ].
Avec 3 sorties ou plus, il est possible, en courbant Iégérement les sorties avant l'insertion
d'établir un frottement suffisant dans les trous pour conserver un dégagement approprié sous
le corps du composant au cours du brasage. Il est également possible d'utiliser un écarteur ou
de gain¢r Tes sorties fors de Teur fabrication.

11.5 Boitiers de circuits intégrés a plusieurs sorties

Les Figlires 12a, 12b et 12¢ illustrent des modéles de composa
broches| (par exemple circuit intégré en silicium) et a une ran
réseau (e résistances, circuit hybride).

gées de
bxemple

Figure 12a — Réseau passif
en boitier SIL

Figure 12b - Circuit hybride
encapsulé en boitier DIL/DIP

oitier de Cl semi-conducteur DIL/DIP

IEC 310/03

11.5.1 » mposants a deux rangées de sorties (DIL/DIP)

En géngralyles boitiers & deux rangées de broches semi-conducteurs sont fournis avec leurs
sorties du c6té du boitier et au-dessous de la premiére courbe descendante qu'ils gainent et
ébrasent a un angle léger. Au cours de l'insertion, les sorties nécessitent une force vers
I'intérieur pour aligner les pointes avec les espacements standards des trous dans la carte
imprimée. La résilience aux sorties exerce une contrainte continue sur l'interface de liaison
sortie/boitier et fournit également un frottement suffisant dans les trous pour limiter le
déplacement des composants lors de la manipulation avant brasage. Par conséquent, le
rivetage peut ne pas étre nécessaire. D'autres boftiers DIL sont équipés de sorties qui sortent
a 90° directement de la surface inférieure du corps et peuvent nécessiter un rivetage ou autre
moyen pour maintenir le corps en position.

Dans les cas ou une élévation est requise, son importance est déterminée par la longueur du
boitier, par le degré de décalage de CTE entre le composant et les matériaux de la carte, par
la longueur, la coupe transversale et le module de Young du matériau de la sortie et par les
paramétres environnementaux de durée de vie. Les boitiers DIL en céramique sur des cartes
en époxy-fibre de verre typiques peuvent nécessiter une hauteur d'élévation plus importante
que la plupart des encapsulations en plastique.
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The leads can remain unformed if the required stand-off height beneath the body is achieved
by other means (for example, a spacer or a projecting lug integral with the component body)
and the receiving holes in the printed board are correctly located. In some cases, the stand-off
is obtained by locally shaping the leads (see Figure 10).

11.4 Radial lead components (three or more leads)

Figure 11 illustrates a transistor (for example, transistor outline (TO) 18 style). With 3 or more
leads it is possible, by slightly pre-bending the leads prior to insertion, to arrange sufficient
friction in the holes to maintain a suitable clearance beneath the component body during
soldering. Alternatively, a spacer is used, or the leads are shouldered during their manufacture.

11.5 Multilead integrated circuit packages

Figures|12a, 12b and 12c¢ show typical single-in-line (for example
circuit) and dual-in-line (for example, silicon integrated circuit) comp

etworld, hybrid
Btively.

igure 12a - SIL passive netwo

IEC 310/03

I multilead integrated circuit package types

11.5.1 M : ponent packages (DILs/DIPs)

Normally, semicondquctor dual-in-line packages are supplied with their leads emerging from the
side of the,package and below the first downward bend they are shouldered and splaygd out at
a slight During—irsertion—thelead egquire—an—inward—force—to—alignthetips—with the
standard row spacing of holes in the printed board. Resilience in the leads exerts a continuous
stress on the lead/package bond interface, but also provides sufficient friction in the holes to
restrict component movement during handling prior to soldering — hence clinching may not be
needed. Other DIL packages have their leads emerging at 90° straight from the under surface

of the body and they may require clinching or another means of retaining the body in position.

In the cases where a stand-off is required, its magnitude is determined by the package length;
the degree of CTE mismatch between component and board materials; the length, cross-
section and Young’'s modulus of the lead material and the lifetime environmental parameters.
Ceramic body DIL packages on typical epoxy-fibreglass boards may require a greater stand-off
height than most plastic encapsulations.
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11.5.2 Boitiers de composants a une rangée de broches (par exemple SIL/SIP, SIMM)

La plupart des boitiers a une rangée de broches sont équipés de sorties sortant de I'une des
faces étroites du corps comme illustré a la Figure 12a. Dans certains cas, a condition que le
pas soit approprié, les sorties sont courbées a 90° pour fournir une assise en trés faible retrait
tel qu'illustré a la Figure 12c.

La disposition visant a inclure une élévation des composants indiquée en 11.3, 11.4 et 11.5.1
s'applique.

11.6 Composants de boitiers matriciels (PGA)

ps élevé
bxemple

roeh

Les boiliers matriciels sont des bofitiers de circuits intégrés avec un nombre de

En géngral, les boitiers matriciels sont insérés manuellement gt fixés _pa ses sur
les montants d'angle afin d'assurer le parallélisme et la di a |a carte
imprimé

11.7 Boitiersé; 3

Les co s_avet des sorties sortant du boitier parallélement a|la carte
imprim% f ou plus, peuvent étre éboutés et formés afin de permettre le
montag

11.8 Qrar

Les plus ampesants tels que les transformateurs et les prises males/femelles| pesant
général¢ de 5 g, peuvent nécessiter d'utiliser des méthodes d'ancrage canique
séparéds—p compléter les ¢ oxions—électriques,—selc es i pplication
spécifiées relatives aux secousses, chocs, vibrations ou accélérations.

11.9 Matériel et méthodes d'insertion

Les méthodes de préparation et d'insertion des composants comprennent les méthodes
manuelles non assistées allant de 80 a 120 composants par heure et les appareils d'insertion
mécanisés complexes capables de manipuler plus de 10 000 composants par heure.

11.9.1 Manipulation et insertion mécanisées de sorties de composants sur bande

Le matériel totalement mécanisé comprend généralement des unités de séquencement séparées,
chacune capable de transférer de leur emballage d'expédition fourni, tous les composants
radiaux et axiaux en bandes individuelles. Sur chaque bande, les composants sont placés dans
le bon ordre afin d'étre adaptés au programme d'insertion automatique. Les bandes sont
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11.5.2 Single-in-line component packages (for example, SILs/SIPs, SIMMs)
Most single-in-line packages have their leads emerging from one of the narrow faces of the

body as in Figure 12a. In some instances, provided the lead pitch is suitable, they are bent
through 90° to provide a low-profile seating as in Figure 12c.

The provision of including a component stand-off indicated in 11.3, 11.4 and 11.5.1 apply.

11.6 Pin grid array (PGA) components

PGAs are high pin count integrated circuit packages with pin arrays configured in nested rows.
An example package is shown in Figure 13.

Normally PGAs are inserted by hand and location is set by collars on the“c repesty so that
parallelism with, and spacing from, the printed board are assured.
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11.7 Slurface-mount

Flat padk comp
two or more ed
construg¢tion is notYec

o] ts wi mexging from the package parallel to the printed boafd along
gg} be créppethand\forwed to enable through-hole mounting. This form of

1.8 L
Larger gomponents sye , i ighi han 5 g,
may require~separe i i i ections,

dependingQn theg ifi icati i , Vi i eration.

11.9

The mea i i i i thods at
80 components per hour to 120 components per hour to complex mechanlzed inserters
capable of handling more than 10 000 components per hour.

11.9.1 Mechanized handling and insertion of taped component leads

The full mechanized equipment process normally consists of separate sequencing units, each
capable of transferring from their supplied transit packing, all the axial and radial components
respectively into single tapes. In each tape, the components are placed in the correct order to
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ensuite introduites soit dans un appareil unique d'insertion plus complexe capable de
manipuler tous les types, soit dans un groupe de machines moins élaborées, par exemple
chacune congue pour manipuler les bandes radiales et les bandes axiales.

Normalement, les machines d'insertion effectuent les opérations d'éboutage et de formage
pour satisfaire aux exigences de modele des composants individuels avant d'insérer les sorties
dans les trous présents dans la carte imprimée.

11.9.2 Manipulation et insertion mécanisées de sorties de circuits intégrés

Les circuits intégrés sont chargés dans des magasins compatibles avec les machines
d'insertion automatique. Dans certains cas, cela peut impliquer leur transfert depuis leur
emballage d'expédition dans les magasins spécifiques a la machine d'insgrtion."Dans d'autres,
I'emballage d'expédition peut étre utilisé pour alimenter les appareils d'j ion dirgctement.

11.9.3 | Insertion des sorties de composants non normalisés

alement
ales/femelles et

Dans uUne chaine totalement mécanisée, des machines_ spécialis
présentgs pour insérer les composants non normalisés t
les trangformateurs.

&es\ se

11.9.4 | Insertion et formation manuelles des sorties

Des gaharits manuels ou une paire de pinx . ité ieg’et de pinces coupantes de

coté sont utilisés pour ébouter et form anuelle.
Cette ’c_i}erniére méthode, qui peut expo e élevé
d'endompmagement mécanique, est déconseillée:

Lorsqud lI'activité de pré tioy o&est 3éparée de l'insertion, les composants
préparép sont chargés dans. des\| 5/de carrousels qui font partie intégrante de
chaque |poste de trav S ertains postes de travail comprennent des
indicateprs séquentiel ihgUXx _quiNpermettent a I'opérateur de placer corr{tement
chaque compos@ ¢ i , imprimée. Cela est utile lorsque les facteurs de
compleyité de la ont suffisamment importants pour donner ligu a des

erreurs de placeme

11.10
L'opératio i les sorties a la bonne longueur aprés l'insertion e{ de les
courber|s plage™d'accyeil autour du trou de la carte imprimée. Lorsqu'elle est tofalement

rivée, la| sortie 3¢ de maniére a étre a peu prés coplanaire par rapport a la sufface de

; ' la carte imprimée. Lorsqu'elle est partiellement rivée, la sqrtie est
suffisamment‘courbéé pour fournir la retenue mécanique nécessaire au cours du procgssus de
brasageg. L€s trous traversants métallisés sont concus pour résister aux forces médaniques
latérales et axiales appliquées au cours de ces opérations.

Le rivetage est principalement destiné a:

a) maintenir les composants insérés dans leur position avant le brasage;

b) augmenter la taille de la zone mouillée du joint brasé jusqu'au fil de sortie;

c) réduire I'épaisseur globale du montage de la carte imprimée;

d) assurer un contact adéquat des sorties-plages d'accueil dans les trous (non métallisés) non

renforcés.

Ces opérations peuvent étre effectuées soit directement avec des machines d'insertion
automatique, soit avec un matériel séparé. Dans le deuxiéme cas, la machine de rivetage peut
également constituer le poste d'insertion manuelle.
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auto-inserter programme. The tapes are then fed either into a single more complex
capable of handling all types or into a group of simpler machines, for example, each

designed to handle the radial tapes and the axial tapes.

Normally the insertion machines carry out cropping and forming operations to match individual

compon

11.9.2

ent style requirements before inserting the leads through the holes in the printed board.

Mechanized handling and insertion of integrated circuit leads

Integrated circuits are loaded into magazines suitable for acceptance by the auto-inserters.

In some
to the in

cases this may involve their transfer from transit packing into the magazines specific

11.9.3

In a co
standar

11.9.4

Simple

serting machine. In others the transit packing can be used to feed the.inserters direct.
Inserting non-standard component leads

mpletely mechanized line there will also be specialized ma igseqt fie non-

I components for example, plugs/sockets, transformers

-cutters, are|used to

crop arld form component leads prior to hand insertign. TR tey” method can|expose
component bodies to excessive risk of mechanicd (o] a@ is not recommended.
Where fthe lead preparation activity IS , prepared compongnts are

loaded |finto trays or into pockets in { integral part of each|manual
insertiom workstation. Some workstatigns i : pot sequence indicators to glide the
operatof in correctly locating : ent on the printed board. This i$ helpful
in case$ where board co ity e\faligue Yactor are high enough to bring| manual
placement errors.

11.10 ¢

The pur]

bver the

it is app
lead is
through
these of
The ma
a)

b)

c)

d)

Cutting a@
pose is to ero

so that

oximatel S i i . i i that the
sufficien ' i [ i i . Plated
holes are™desi i i i i ied during
pefations

n rea

to reduce the overall printed board assembly thickness;

to ensure adequate contact of lead-to-land in unsupported (non-plated) holes.

These operations may either be integral with automatic insertion machines or be carried out on
separate equipment. In the latter case, the clinching machine may also be the manual insertion

station.
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Dans certains cas, il peut étre nécessaire de couper les fils ou tiges de sortie saillants non
rivés aprés le brasage, par exemple pour réduire I'épaisseur globale du montage d'une carte.
Lorsque cette opération est effectuée et que la partie métallique centrale nue est exposée,
il peut étre nécessaire de procéder une nouvelle fois a I'étamage de la pointe.

12 Placement des bornes et des broches insérées en force

12.1 Fixation des bornes aux cartes imprimées

Des techniques diverses d'installation de bornes sont utilisées pour fixer les tiges, les cosses
etles broches dans Ies trous des cartes |mpr|mees Deux de ces technlques sont illustrées a la

Figure 1 Iement
étre intn & a étre
utilisé ¢ 5 fixées
meécanid 5es sont
fournis

Une altgrnative aux bornes évasées est I'utilisation de brg insé ; bns des
trous traversants métallisés. La partie insérée en force est géne ) mme un
ressort fur qui exerce une force radiale vers I'extérieu Linbre o surer un
ajustement serré. Il convient que I'ajustement fourni ) ityant des
régions |de soudure a froid entre la surface extérieure é ctallique a

I'intérieyr du trou.

Il convient d'insérer tous les types
contrblée, c'est-a-dire en s'assurant que

¢artes imprimées de maniere
grée perpendiculairement a la ¢arte.

Les exi i 5 58 SEI61191-4 et les détails sur Ig qualité
d'exécuji )

Conducteur

/

I ] Carte

\Bride laminée

IEC 312/03

Figure 14 — Exemples de bornes ancrées

12.2 Fils de brasage et sorties des composants aux bornes

Les bornes sont congues pour accepter un certain degré d'ancrage mécanique pour des fils
avant le brasage. L'ancrage est réalisé soit en enroulant le fil autour d'une tige, en
I'introduisant dans une fente, soit en formant une boucle dans un trou. Des exemples sont
illustrés a la Figure 15. Les exigences techniques pour les connexions entres des sorties ou
des fils et des bornes de composants sont données dans la CElI 61191-4 et des détails sur la
qualité d'exécution sont fournis dans la CEIl 61192-4.
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In some instances it may be necessary to cut unclinched projecting lead wires or posts after
soldering, for example, to reduce the overall thickness of a board assembly. Where this action
is taken and bare core metal is exposed, re-tinning of the tip may be needed.

12 Placement of terminals and press-fit pins

12.1 Attachment of terminals to printed boards

A variety of terminal installation techniques are used for fastening posts, tags and pins in holes
in printed boards. Two of these are illustrated in Figure 14. In this figure, the part shown is
posmvely anchored and would normally be entered mto a plated though hole The rolled flange
type is ' ' attached
connect] hown in

IEC 611

An alter| hrough-
holes. T outward
radial f i -fit. [ ¢ Qroy ings of confact that
constitu : and the
plating i

All formp her, i.e.,
ensuring that the terminal is inserted pg

Technic i i : * rfanship details are shown in

IEC 611

Conductor

/

C ] Board

V %

I\ ) v
X Roll flange

IEC 312/03

Figure 14 — Examples of anchored terminals

12.2 Soldering wires and component leads to terminals

Terminals are designed to accept a degree of mechanical anchoring for wires before soldering.
The anchoring is achieved either by wrapping the wire around a post, pushing it down into a
slot, or looping it through a hole. Examples are shown in Figure 15. Technical requirements for
connections between component leads or wires and terminals are given in IEC 61191-4 and
workmanship details are shown in IEC 61192-4.
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Encoche
d’'insertion haute

Encoche
/ d’insertion basse
V3

=

Dégagement
d’isolement

313/03
Q - s de fixation de fils
13 Brasage pa n

Le brass sembles
montés érentes.
Celles-c tion des

meélangq nger.

Dans la|mesure oOt\il Yexiste aucune autre source de brasure que celle fournie par l'appljcation a
chaque joint choisi, la méthode consiste uniquement a appliquer de la chaleur pour fusionner la

brasure hitie nracAdar 3 11n rafraidiccamant adantd Danir In hracana nar rafiicinn cimpilianA 14 Chaleur
ptHSPpProceae—auhTeHoeiaisSSemeRtatapte—-0u—eorasSagepar+rertdSioR-SHtaRes—d

est appliquée sans contact physique entre la source de chaleur et I'ensemble en cours de traitement.

L'obtention de faibles taux de défaut de joints brasés en utilisant le brasage par refusion
simultané intermédiaire dépend davantage de la brasabilité des composants et de la précision
du placement que pour d'autres méthodes.

Avant le brasage, les ensembles peuvent étre chauffés afin de réduire toute humidité et autres
volatils nuisibles.
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13 Re

Reflow $ NN though not exclusively) for surface-mount assemblies jand can
be carri ANQk erent ambient atmospheres. These include air, nitrogen, inert
vapours i aducing gas mixtures and workmanship, requirements for them may
differ.

As therg¢ is ho'so of solder other than that provided by application to each intended joint,

the method- consists solely of applying heat to melt the solder and a suitable| cooling
arrangement—For mass reffow sofdering, the heat s apptied-withoutphysicatcontactbetween
the heat source and the assembly being processed.

Achieving low solder joint defect rates when using pass-through mass reflow soldering is more
dependent on component solderability and placement precision than for other methods.

Prior to soldering, assemblies may be heated to reduce detrimental moisture and other
volatiles.
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13.1 Brasage par refusion a infrarouge avec matériel de passage
13.1.1 Description du processus

Lors du passage a travers le matériel sur un tapis maillé ou sur un systéme convoyeur a
chaines, la chaleur est appliquée aux composants et a la carte en les exposant a un rayon-
nement infrarouge direct quand ils passent a travers une série de zones de chauffage
successives puis une zone de refroidissement. La température relative atteinte par chaque
composant dépend de sa position sur la carte, de sa masse thermique et, dans une moindre
mesure, de sa couleur. Un chauffage excessif peut se produire.

13.1.2 Profil temps-température pour le préchauffage, le brasage et le refroidissement

13.1.2.1 Capacité paramétrique de la machine

Le méc a haute

tempérsz arnlr un

profil te lans ses

limites q'

13.1.2.2

Pour to chaque

carte inglivi doivent

mettre ¢ ibles, par

exemplg scentes

(DEL), Ig Ints dont

la massg irer que

les exige dtisfaites

a la fois|

a) Par le taux
de h issement
resp

b) Ega e, il est
spégifié n fusion
pen temps-
tem bmbinés
sonf s convient
de g

c) Il co ermette
une |vitesse dewrefroidissement maximale pour les composants sensibles inférieure a leur
maxjnium spécifié (par exemple pour certains types de condensateurs multicoughes en
céra |||quc, inféretrea2 Cllo)

d) Aprés réalisation des opérations de brasage, I'ensemble doit étre suffisamment refroidi
pour que la brasure soit solidifiée avant de procéder a toute autre manipulation.

e) Certains petits composants sont encapsulés dans de la résine thermoplastique dont le point
de fusion est compris entre 270 °C et 290 °C. Il peut étre nécessaire de veiller a ne pas les
surchauffer.

13.1.3 Affaissement de la carte

Lorsque la température de transition du verre (Tg4) du matériau de la carte, sa taille et son
épaisseur sont susceptibles de provoquer un affaissement excessif aux niveaux de temps/
température requis, il convient de prévoir un moyen de support (voir 14.1.1e).
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13.1 Infrared reflow soldering in pass-through equipment

13.1.1 Description of process

While transported through the equipment on a mesh belt or a chain carrier system, heat is
applied to the components and board by exposing them to direct infrared radiation as they pass
through a series of successive heating zones and then a cooling zone. The relative
temperature reached by each component is dependent on its position on the board, its thermal

mass and to a lesser extent, its colour. Excess heating can occur.

13.1.2 Time-temperature profile in preheating, soldering and cooling

13.1.2. 1 Machine parametric capabitity

The trapsport mechanism, preheating system, high temperature moltén so and the

cooling pystem shall together be capable of providing a time-tempera i ing each

component on the board to be soldered within its specified. ma erature
exposure limits.

13.1.2.1 Requirements for assemblies containing sens

surface-mounted components

For all groducts, a profiling check for each individ ried out
and for| level C products this is mandatory. sults of
profiling| for the most sensitive compg rs, light
emitting] diodes (LEDs), small black me, for
components having the largest thermal K ) that the
requirements given in this subclause ahd the pre hottest
and coolest regions on the hoard.

a) Forg yet capacitor types, the rate of rise|and fall
in the preheat and ¢ooling i st is specified as being less than 2 °Cjs.

b) Also], for somessurf emicondyctor package types it is specified that the solder
at any joint - i onger than 10 s, nor the component body exceed
the | manufactufe - ime-temperature limit. Where the combined sloldering
process(es) ma cified component limits, the manufacturer(s) should be
cons

ing rate
br some

cooled
ihg point

13.1.3 Board sagging

When the glass transition temperature (Tgy) of the board material, its size and thickness, are
likely to bring excessive sagging at the required time-temperature levels, provision should be

made for a means of support (see 14.1.1e)).
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13.1.4 Profil thermique de la créeme

Le matériel doit également étre capable de fournir un profil temps-température, notamment lors
de la phase de préchauffage, approprié a la créme a braser choisie. En pratique, il est normal

de choisir des cremes a braser répondant aux exigences du profil de la série de cartes a
fabriquer et des composants qu'elles contiennent.

13.1.5 Espacement des cartes sur le systéme de transport

Afin d'assurer la reproductibilit¢ du profil pratiqué, il convient de réaliser les vérifications
susmentionnées et la production subséquente en utilisant un espacement constant entre les
cartes sur la courroie de transport. Pour ce faire, il peut étre nécessaire de charger des cartes
factices[d'Une masse thermique Sembiable SUr fa courrole avant et apres<Jes cgrtes de
la produyction.

13.2 Brasage par refusion a convection avec matériel de passage
13.2.1 | Description du processus

Ce progessus de brasage par refusion consiste a faire passer rtes days un coyirant de
p ants et alla carte
par condluction du gaz. Les exigences de 13.1 s'appliquen

Du fait |que les cartes ne recoivent pas * : mportant de la solurce de
chaleur) le brasage par convection évite le 3 age qui peuvent se produire

avec des machines de brasage versions (lampes fémoins)
a longugurs d'onde courtes. Comparé ultané,
ce processus permet un chauffage pl élevée
sur la carte. La températu nsemble
peut étrg expose.
L'utilisation d'une atmpsphé&re le gaz
circulanf et les étre de
processjs pour ivé plus
faible peut étre utilisg
13.3 HBrasag

a
Les étu frir une
meilleur chaleur
spécifiq

13.4 Brasage par refusion en phase vapeur

13.4.1 Description du processus

Le brasage par refusion en phase vapeur implique soit I'immersion a la verticale des cartes
orientées horizontalement dans un réservoir contenant un gaz (primaire) inerte saturé ou le
passage vertical et horizontal combiné par un systéme en ligne assurant une exposition
similaire. Le point d'ébullition du liquide (primaire) générant la vapeur est supérieur au point de
fusion de la brasure utilisée. La vapeur se condense sur les surfaces les plus froides et perd
ainsi sa chaleur latente jusqu'a ce que la température soit stabilisée. Dans certaines machines,
une couche de vapeur secondaire est utilisée au-dessus de la couche primaire afin d'éviter que
celle-ci ne s'échappe. Les exigences exposées en 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4 s'appliquent.
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13.1.4 Paste thermal profile

The equipment shall also be capable of providing a time-temperature profile, particularly in the
preheat phase, that is suitable for the selected solder paste. In practice it is normal to select
solder pastes that cover the profile requirements of the range of boards to be manufactured
and the components thereon.

13.1.5 Board spacing on the transport system

To ensure reproducibility of the profile in practice, the above checks and ensuing production
should be carried out using a constant spacing between boards on the belt or conveyor.
To achieve this, it may be necessary to load dummy boards of a comparable thermal mass on
the beltfconveyor both before and after the production boards.

13.2 donvection reflow soldering in pass-through equipment

13.2.1 | Description of process

The refl i i ras tr jhra am of heated gas
(for example, air, nitrogen). Heat is transferred to the compone a nduction
from the

Becausé¢ the boards do not receive significa - jati i source,
convect oldering
maching ing and a
higher ¢ ethods.
The gas bly.
Use of gas and
the corﬂ‘r double-
sided r

13.3 Mixed inf

Reflow ing ibility in
providin 3.1 and
13.2 ap

13.4.1

Vapour phasel reflow,$oldering involves either vertical transport of horizontally orienteq boards
down infosatank containing a saturated inert (primary) vapour or an in-line combined herizontal
and vertical pass-through system providing a similar exposure. The boiling point of the
(primary) liquid generating the vapour is above the melting point of the solder used. The vapour
condenses on cooler surfaces and in doing so gives up its latent heat until temperature
equilibrium is reached. In some machines, a secondary vapour blanket is used above the
primary vapour to prevent escape of the latter. The requirements of 13.1.2, 13.1.3, and 13.1.4

apply.
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13.4.2 Préchauffage

Afin de réduire le risque de choc thermique excessif, il est indispensable de procéder a un pré-
chauffage, généralement au moyen d'un four de passage a infrarouge relié mécaniquement.
Des dissipateurs thermiques locaux temporaires peuvent étre utilisés pour ralentir I'élévation
de la température pour les composants sensibles.

13.4.2.1 Composants sensibles

Lorsque des composants sensibles (par exemple condensateurs en céramique multicouches,
circuits intégrés avec un nombre de broches élevé) sont présents sur la carte, il convient que
leur temperature de prechauffage au moment de penetrer dans Ia zone de vapeur primaire soit

égale o lorsque
aucun minimum n'a ete déclaré, a environ 100 °C de la temperature de : vapeur.
Pour leq produits de niveau C, cette exigence est obligatoire.

13.4.2.24 Créme a braser

Le profil température-temps de préchauffage doit respecter € A créeme
a braser employée.

13.4.2.3 Défluxage

Quel qu moment
de la pg que la
tempéra zone.
13.4.3 | Vibrations

Le mécanisme de transpo ani > 7 it é e vibra-
tions supceptibles de p i atio idalement
de la zogne de vapeur g surfaces
lisses dans les j@

13.5

13.5.1

Un faisd ives sur
un seul kg mises a
la mém utilisée
pour brgsage quen iel de composants individuels.

Des versions plus avancées peuvent utiliser une atmosphére d'azote et la qualité dg¢s joints

individuels est examinee automaiiquement. La conduciion thermique relalive enifre chaque
sortie et la carte est évaluée en mesurant la vitesse de refroidissement de chaque joint aprés
la solidification de la brasure. Lorsque nécessaire, il convient de permettre la variation de la
capacité thermique de la plage d'accueil.

13.5.2 Exigences relatives aux machines

Les exigences relatives au brasage des composants montés en surface avec sorties
comprennent la meilleure précision répétitive possible de I'emplacement de la plage d'accueil
afin d'éviter tout risque d'endommagement du substrat, une excellente coplanéarité de la
sortie, des cartes/substrats plats et une force de pression suffisante lors du placement pour
assurer un bon contact thermique entre chaque sortie et la créme a braser.


https://iecnorm.com/api/?name=d0a4475f9b0bcdacb22eb62c40ff4f20

61192-1 O IEC:2003 - 97 -

13.4.2 Preheating

To reduce the risk of excessive thermal shock, preheating is essential, usually via a
mechanically linked infrared pass-through oven. Temporary local heat sinks may be used to
slow down temperature rise rates for sensitive components.

13.4.2.1 Sensitive components

If sensitive components (for example, multilayer ceramic capacitors, high pin-count integrated
circuits) are among those on the board, their preheat temperature when they enter the primary
vapour zone should be at or above the stated minimum specified by the component
manufacturer or, if none is stated, within 100 °C of the vapour soldering temperature. For level C
products, this Tequirement IS mandatory.

13.4.2.2 Solder paste

The preheat time/temperature profile shall meet the specified
employed.

the\sotdér paste

13.4.2.3 De-fluxing

Regardless of component types, to avoid de-fluxing df the ' ntry into
the secfndary vapour zone (if applicable) the prehe b ' 5t 10 °C
above the zone temperature.

13.4.3 | Vibration

The meghanical transport mechanism i
to distdrb solidifying soldéx joi
Vibratioh can be a cause
soldering equipment.

13.5 Liser sc@

13.5.1

bn likely
r zone.
r phase

aldeTi
ng S
NooQth

A pulse
so that,]i

n’successive terminations or leads on a single component
ds receive the same energy and melt virtually simultaheously.

iohs may use a nitrogen atmosphere and individual joint quality is
examing { . By measuring the cooling rate of each joint after solidification of the
solder, ivextbérmal conduction between each lead and the board is assessed| Where
necessgry, allowance should be made for variation in land thermal capacity.

13.5.2 Machine requirements

Requirements for leaded surface mount component soldering include the best possible
repetitive precision in land location to avoid the risk of damage to the substrate, very good lead
coplanarity, flat boards/substrates and sufficient downward pressure during placement to
ensure good thermal contact between each lead and the solder paste.
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13.6 Brasage par refusion par thermode (barre chaude)
13.6.1 Description du processus

Le matériel de base est une structure a matrice dans laquelle les électrodes comportant des
surfaces coplanaires qui ne peuvent étre mouillées par la brasure sont utilisées pour aligner et
presser les sorties des composants fermement contre les plages d'accueil de surface occupée
des substrats correspondants. La ou les électrodes transmettent la chaleur pour faire fondre la
brasure sur les sorties et sur les plages d'accueil ainsi que toute brasure supplémentaire
fournie.

De la brasure supplémentaire peut étre fournie en appliquant un revétement métallique
localempntsuUr 165 ptages d'accuelt, en utiiisant une preforme de brasuye solfde fing ou au
moyen d'une couche de créme a braser prédéposée.

Pour leqd plages d'accueil avec revétements brasés et les préformeshrasgess, | pdéposé
avant d'pbaisser le composant sur le réseau de plage d'accueil.

Cette méthode peut étre utilisée pour un brasage séq viduels.
A condifion de prévoir un dégagement suffisant pour ce pro-
cessus |peut étre utilisé pour assembler des boit nombre
de broches élevé apres réalisation du brasage si Cela est
particulierement utile lorsque la planéité de la ies des

compos

13.6.2

Il convi dessous de l'électrode et que ses
extrém{ t ent sa surface supérieure présgnte une
coplané j trode, ou que l'électrode soit elle-méme
suspeng

Il convig¢nt de vefifie o réarité de I'électrode et de la surface supérieure
du supp|

13.6.3

Il convid tions pour le préchauffage de la carte/ensemble (par gxemple
a +80 °( décollement interlaminaire local de la carte; pour réduire la qurée du
cycle dg auffage de chaque composant est obligatoire pour les produits de

niveau rtes multicouches comportent de grandes zones noyées d¢ cuivre
continu es) et/ou n'ont pas été stockées en un lieu sec. Si de telles cqgnditions
n'ont pas gté appl| ées, le préchauffage peut nécessiter un étuvage préalable approprié afin
d'élimingr\ioute humidité absorbée immédiatement avant le brasage, par exemple 72|h a une
température comprise entre 80 °C et 100 °C, selon les températures de stockage maximales

des composants.

13.7 Brasage par refusion multi-jets de gaz chaud
13.7.1 Description du processus
Cette méthode est utilisée pour un brasage séquentiel de composants individuels.

Une rangée de petits jets, ajustés a une pastille pour le composant particulier a braser, est
alimentée par un gaz chaud afin que la vague de gaz soit dirigée vers les sorties et les plages
d'accueil de surface occupée des composants. L'application préalable de créme de brasage ou
autre forme fluxées et un alignement précis des sorties avec les plages d'accueil de surface
occupée sont prévus avant de presser le composant contre la brasure.
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13.6 Thermode (hot bar) reflow soldering
13.6.1 Description of process

The basic equipment is a die-set structure in which electrodes with coplanar surfaces that are
not wettable by solder are used to align and press component leads firmly in contact with
matching substrate footprint lands. Heat is applied via the electrode(s) to melt solder on the
leads and lands together with any additional solder provided.

Additional solder may be provided by locally plating-up the lands, by provision of a thin solid
solder preform or via a mound of pre-deposited solder paste.

For solder-coated lands and solder preforms, flux is deposited before lowgring“the eomponent
onto thg land pattern.

The mdthod is suitable when sequential soldering of individual components\i ?essary.
Providedl sufficient clearance has been designed in for the elecfrode \ Lised for
assembling high pin count component packages after mass solderi Poif ongnts has
been completed. It is especially useful where board flatnesg blanarity
are not patisfactory for mass reflow methods.

13.6.2 | Coplanarity of electrode(s) and board

Either the board should be supported Aoca and the board exfremities
are left with the
electrode face(s), or the electrode itself should\be dm a self-aligning gimbal.

The cop checked

regularly.

13.6.3 | Preheating

Facilitiep for pr 8 vided to
prevent|local delamjriat ard>and to shorten the time cycle for solderipg each
component preheai p e large
buried € d in dry
conditiops. . ) d to be

remove absorbed moisture immediately prior to soldefring, for
, depending on component maximum storage temperatures.

This method is used when sequential soldering of individual components is acceptable.

An array of small jets, adjusted to a pattern for the particular component being soldered, is fed
with heated gas so that the gas flow is directed at the component leads and footprint lands.
Provision is made for the prior application of solder in paste or other fluxed form and for
accurate alignment of leads with the footprint lands before the component is pressed
downwards into contact with the solder.
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Dans la mesure ou un dégagement suffisant a été prévu pour la rangée de jets, ce processus
peut étre utilisé pour assembler des boitiers de composants avec un nombre de broches élevé
aprés réalisation du brasage simultané des autres composants.

Il convient que le systéme soit congu pour minimiser la chaleur appliquée sur le corps du
composant lors du brasage.

13.7.2 Programmation

Il convient que la séquence temps-température soit programmable. Pour les produits de
niveau C, cette exigence est obligatoire.

13.7.3 | Composants adjacents

méthod¢ appropriée, par exemple contréle visuel lors d
tempérdture, et/ou analyse du niveau de développement.i

13.8 HBrasage par refusion multipoints a infrarou
13.8.1 | Description du processus

Cette méthode peut étre utilisée pour un\brasage i composants individugls a un
nombre|de broches élevé. Un faiscea isé est caché par un masque dont les
ouvertures sont alignées avec les
infraroupe a courte longue 2né 2nfis par une lampe, chauffe toputes les

Le masque protege le(corps™d ant du rayonnement direct. Le risque de refugion des
joints dps com ' 2oli our des
densités p

13.8.2

Il convie B niveau

C, cette

Le brashge’par immersion est utilisé pour des ensembles 3 trous traversants, a techhologies
combinées et montage en surface, et peut étre mis en ceuvre en utilisant plusieurs méthodes,
par exemple vague double, vague au jet, brasage tendre a la traine et dans diverses
atmosphéres ambiantes. La derniére méthode comprend de I'air, de I'azote et des mélanges de
gaz réducteurs. L'implantation de la carte, le choix des composants, le type d'épargne de
brasure, le type de flux et les exigences de profil temps-température peuvent tous différer en
fonction des diverses méthodes et options d'atmosphéres.

Avant le brasage, les ensembles peuvent étre étuvés afin de réduire toute humidité et autres
volatils nuisibles.
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Provided sufficient clearance has been designed in for the jet array, it can be used for
assembling high pin-count component packages after mass soldering of other components has
been completed.

The system should be designed to minimize the heat applied to the component body during
soldering.

13.7.2 Programming

The time-temperature sequence should be programmable. For level C products, this is a
mandatory requirement.

13.7.3 | Adjacent components

Solder joints on adjacent components should be protected from hple, by
spacing| them away at the design stage, by special nozzle desigh o } hielding
arrangements. For level C products, this precaution is mandato ] Bsign its
effectivgness shall be validated by a suitable method, for ¢ h during
soldering, temperature indicating paint, and/or analysis of igtert

13.8 Flocused infrared multi-point reflow soldering

13.8.1 | Description of process

This m igh pin-count compopents is
acceptaple. A focused infrared beam is ose apertures are alighed with
the leads of a specific component. The Short wawe infrared radiation, usually fromp a lamp

The mgsk protects the cu g gct radiation. There is negligible| risk of
remelting adjacent co i 3 i s the method to be suitable for the| highest

component packin: de
13.8.2 | Programmin
The timg-temperdture d be programmable. For level C products, this i§ a man-

datory requiremen

14 Im

Immersion soldering isPused for through-hole, surface mount and mixed technology asgemblies

and can be-impleménted using various methods, for example, dual wave, jet waye, drag
solderin%mmmmmmmm_mmmmm slightly

reducing gas mixtures. The board layout, component choice, solder resist type, flux type and
time-temperature profile requirements may all differ between the various methods and atmos-
phere options.

Prior to soldering, assemblies may be baked to reduce detrimental moisture and other
volatiles.
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14.1 Exigences d'ordre général
14.1.1 Exigences relatives au processus

Afin de s'assurer que les ensembles sont conformes a l'utilisation dans des conditions de
brasage acceptables et reproductibles, les exigences relatives a I'ensemble des méthodes
de brasage par immersion sont les suivantes:

a) un systéme de flux capable de pénétrer dans les petits espaces qui séparent les
composants et fournissant une épaisseur de film de flux uniforme; cela est essentiel
lorsque des composants montés en surface sont utilisés;

b) un profil temps-température contrélé lors du préchauffage, du brasage et du refroi-

dissgment;

c) un mécanisme de transport, un systeme de préchauffage, une sglre e et un
systeme de refroidissement qui, ensemble, sont capables de Wl il| temps-
température permettant a chaque composant sur la carte d'étke brasé da limites

d'exposition spécifiées;

d) aprés réalisation des opérations de brasage, I'ensemble doit étre\suffisamprnent| refroidi

pour que la brasure soit solidifiée avant de procéder a tQute Aani tion;
e) les matériaux et structures utilisés pour maintenir ¢ i es ne doiyent pas
contaminer ou dégrader les cartes imprimées/ou 5 et doivent |[assurer

I'écqulement de la vague de brasage dans les trous ¥

14.1.2 | Gestion de processus

ameétres nécessitant un control

dtion du

érature@'
u d'impur »

t le pro-
cessus de brasage par immersion et I'exploitation correcte de toutes les machines de brasage
mécanisées et du matériel associé. Pour les machines de brasage, ces procédures doivent,
au minimum, définir le contréle du préchauffage, la température du bain de brasage, la vitesse
de défilement (vitesse de transport) des ensembles dans la machine, la fréquence des
mesures de température et la fréquence d'analyse du contenu du bain.

14.1.4 Application du flux

Le flux utilisé doit former un revétement sur toutes les surfaces a braser. Le flux doit étre
suffisamment séché, avant le brasage, pour éviter toute projection de brasure.
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14.1 General requirements
14.1.1 Process requirements

To assure reliable assemblies through using acceptable and repeatable soldering conditions,
the requirements for all immersion soldering methods are:

a) a fluxing system capable of penetrating the gaps between closely spaced components and
providing an even flux film thickness; this is essential where surface-mounted components
are used;

b) controlled time-temperature profile in preheating, soldering and cooling;

c) a tran ' ' i m that,
together, are capable of providing a time-temperature profile enabling/ each™~compgnent on
the board to be soldered within its specified exposure limits;

d) aften soldering operations have been performed, the assembly y cooled
so that the solder is solidified prior to further handling;

e) materials and structures used to retain or support asse i C inate or
degn : oles.

14.1.2 | Process control

The par

a) flux

b) temperature of components and bogrd-during :

c) molf

d) solder impurity level;

e) immersion time for

f) degiee of agitatio

g) transgport spe

h) angle of the boa

14.1.3

The asss oldering

process ociated

equipm control
of preh p ugh the
machingfrequency of temperature measurements, and frequency of bath content analysis.

14.1.4 Flux application

The flux used shall form a coating on all surfaces to be soldered. It shall be dried sufficiently
before soldering to prevent solder spatter.
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14.1.5 Exigences relatives aux produits de niveau C

Il convient de réaliser une vérification du profil temps-température pour chaque schéma de
configuration de carte individuelle. Pour les produits de niveau C, cette vérification doit étre
obligatoire. Dans tous les cas, les vérifications sont destinées a mettre en évidence les
résultats du profilage pour les composants les plus sensibles, par exemple les condensateurs
multicouches en céramique, les DEL, les éléments de petits boitiers en plastique noir et a la
fois, pour les composants qui ont la plus grande masse thermique. Il faut réaliser des essais
pour s'assurer que les exigences données dans le présent paragraphe et le paragraphe précé-
dent sont satisfaites a la fois dans les zones les plus chaudes et les plus froides de la carte.

Les parametres essentiels affectant les composants sensibles sont les suivants:

a) vitegse d'élévation de température au cours du préchauffage et vitesse de refroidissement
aprés brasage;

b) gamme des températures de choc thermique au moment de la gé

>bain de
brasjage;

c) durée d'exposition au-dessus du point de fusion de la brasurg

14.1.6 | Affaissement de la carte

Lorsqud la température de transition du verre ( atéri et son
épaisselr sont susceptibles de provoq bérature
requis, il convient de prévoir un cadre e).

14.1.7 | Contenu du bain de brasage

Lorsqug les composants %

dans le|bain de brasage, tamination’de la brasure di a des composgants se
détachant de la carte ure avec les matériaux des term|naisons
autres que I'étain/plomb, S ol or, est plus élevé. Il convient d'adapter la

fréquenge d'anah@j Mre, & it de contamination.

passent

Dans tous les cas; ¢ de brasage dans le matériel de brasage par immersion
doit étrg maintenu 2 alr’ Tableau 1 de la CEl 61191-1 et aux procédures

suivantsg
a) les dé i inés du bain de brasage de fagon a garantir que des |déchets
ne soi€ ct avec les articles brasés. Les méthodes automatique et manuelle

sont]

b) il es huiles de brasage soient mélangées a la brasure fondue et portées a la
surf; asdre ou appliquées directement a la surface de la brasure. Il conyient de
contrdler, le niveau d'huile afin d'éviter toute pénétration d'huile dans les jointg brasés
solidifiés:

c) la brasure doit étre analysée réguliérement.
14.2 Brasage a la vague
14.2.1 Description du processus

Il s'agit d'une méthode de brasage simultané. Un systéme de transport est utilisé pour faire
passer I'ensemble premiérement par une zone de flux ou la totalité de la surface inférieure de
la carte visible est revétue, deuxiémement par une zone de préchauffage ou le flux est activé
et la température des composants augmente, et troisiemement par une zone de brasage ou la
surface inférieure de la carte et toute avancée de fils de sortie et tout composant monté en
surface fixé associé, passent rapidement par une source de brasure fondue. Ce dernier poste
se présente généralement sous la forme d'une série de déversoirs de brasure fondue passifs
et agités pompés mécaniquement ou d'une rangée de jets de brasure fondue suivis d'une lame
d'air pour enlever I'excés de brasure lorsqu'elle est encore liquide.
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14.1.5 Requirements for level C products

A time-temperature profiling check should be carried out for each individual board layout
design. For level C products, this check shall be mandatory. In all cases the checks are
designed to demonstrate the results of profiling for the most sensitive components,
for example, multilayer ceramic capacitors, LEDs, small black plastic-packaged items and, at
the same time, for components having the largest thermal mass. Tests must be designed to
assure that the requirements given in this subclause and the preceding subclause are met at
both the hottest and coolest regions on the board.

The key parameters affecting sensitive components are:

a) tem

b) thermal shock temperature range when entering the solder bath;

c) expgsure time above solder melting point (for example, 186 °C).

14.1.6 | Board sagging

ickness

are likel

When tF glass transition temperature (Tg4) of the board
be mad

14.1.7

Where e solder
bath, th i and or
from so r and/or

gold, is ate.

In all cpses, solder ha ity i Idering equipment shall be maintained in
accordance with Table(d oMEQG€ e following procedures:

a) dross shall b der bath in a manner that assures that it does not
contpct the ite J SO sdN\Aujomatic and manual methods are acceptable;

b) soldgri i ' i with the molten solder and carried to the surfacge of the
sold RPN i o the solder surface. The oil level should be contrdolled to
prec - [

c) soldg

14.2.1 ' Deseription-ofproeess

This is a mass soldering method. A carrier transport system is used to pass the assembly first
through a fluxing zone in which the whole of the visible board under-surface is coated, second
through a preheat zone in which the flux is activated and components raised in temperature,
thirdly through a soldering zone in which the under surface of the board and any projecting lead
wires and any surface mounted components attached thereto, pass quickly through a source of
molten solder. The latter is usually in the form of a mechanically pumped series of agitated and
passive molten solder or in the form a line of molten solder jets followed by an air knife to
remove excess solder while it is still liquid.
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A la sortie du matériel de brasage, un dispositif de refroidissement par ventilateur de
I'ensemble peut étre prévu en option.

14.3 Brasage tendre a la traine
14.3.1 Description du processus

Ce processus assure un mouvement relatif qui entraine la carte dans un bain de brasage
allongé. Une fois que la carte a pénétré dans le bain, la totalité de sa surface inférieure est en
contact avec la brasure fondue. Le bord avant de la carte est précédé d'un mécanisme qui
enléve tout déchet recueilli a la surface de la brasure.

14.3.2 | Gestion de processus

La profgndeur d'immersion est généralement égale a la moitié de I'épai arte nue
et, par qonséquent, le degré de courbure et de vrillage autorisé est ¢

Cette mgthode peut ne pas étre adaptée aux cartes imprimées 8\ sembles
montés |en surface a moins de disposer d'un systéme de p réduire
le choc thermique.

14.4 Brasage par immersion a chaud
14.4.1 | Description du processus

Le bragage par immersion a chaud erticale des sorties [ou des

terminaisons a braser dans un pot ou B, de asure fondue. Parfois, les composants
sont édalement complétement immergés s de transport mécanisés| et des
fixationg manuelles sont ujifisés. Le-hrasage\paki ersion a chaud est plus susceptibje d'étre

appliqué lorsque les sorti ¢ WNai ixées au bord d'un substrat. Leg cadres
de sorti¢s et les bandesde i ¢s constituent des exemples.

14.4.2

Des me posants
et de la nlficuliére
lorsque mblage
des con

15 Br

Tous lep oltils de~hrasage doivent étre maintenus propres et étre dépourvus de traces de
saleté, graisse, flux, huile et autre matiére étrangére.

15.1 Brasage manuel au fer

Il convient de respecter les exigences suivantes pour s'assurer que les ensembles sont fiables
au moyen de conditions de brasage manuel acceptables et reproductibles en utilisant un fer a
braser.

15.1.1 Fers a braser

Afin d'éviter tout endommagement des composants, il convient de sélectionner des fers a
braser adaptés a la taille et a la masse thermique des terminaisons a braser.
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At the exit from the soldering equipment, provision for assisted fan cooling of the assembly is
an option.

14.3 Drag soldering
14.3.1 Description of process

This process provides relative movement by dragging the board through an elongated solder
bath. Once the board has entered the bath, its whole under-surface is in contact with molten
solder. The leading edge of the board is preceded by a mechanism that removes any collected
dross on the solder surface.

14.3.2 | Process control

The depth of immersion is typically half the bare board thickness and llowable

amount|of bow and twist is critical.

The method may not be suitable for multilayer printed boards and 2 emblies
unless there is a mechanized preheat system to reduce they hoch

14.4 Hot dip soldering

14.4.1 | Description of process

Hot dip [soldering involves the verticalNmme inations to be soldered in a
pot or tank of molten solder. In some inst g completely immersed|as well.
Mechanlzed transport systems and hand-held fi e used. Hot dip soldering is magst likely
to be a » edge of a substrate. Examples are

lead fra

14.4.2

Steps 4 of damage to both components and board,
for exan This will be of special importance where a golder is
used th that used for component assembly or a multilayer
board ig

15 Indivi

All toolq use ing shall be kept clean and free from dirt, grease, oil and othef foreign
matter.

15.1 Manual soldering with an iron

The following requirements should be followed to assure reliable assemblies via acceptable
and repeatable hand soldering conditions using a soldering iron.

15.1.1 Soldering irons

To avoid damage to components, soldering irons should be selected to suit the size and
thermal mass of the terminations to be soldered.
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15.1.1.1 Fers pour composants de montage en surface

Il convient que le diamétre de la pastille des fers soit au maximum de 3,0 mm et que les fers
soient soumis a une température comprise entre 260 °C et 295 °C, avec une marge de =5 °C
par rapport a la température présélectionnée de la pointe libre. Lorsque les dispositifs sont
encapsulés dans de la résine thermodurcissable, il convient d'établir une température de
pointe maximale appropriée.

15.1.1.2 Fers pour composants a trous traversants

Pour les sorties de composants a trous traversants, la puissance du fer, la taille de la pastille
et la gamme de temperatures d0|vent étre conformes aux recommandatlons du fabricant.

B pointe

Les ferg a braser destinés a étre utilisés sur des composa 2 doivent
pas étrg hé

15.1.2
15.1.2.1 Application du flux

S'il est utilisé, le flux liquide doit étre app 5 : , ' ication de
chaleur] Il convient d'éviter l'utilisation d'une a i .Si ! ilise une
brasure|a flux incorporé, g’ une position permettant au| flux de
couler et de couvrir les s a brasure fond.

15.1.2.2 Application de

a) Pourun tran maximah_uné pointe de fer bien étamée doit étre appliquée sur
le jojnt et la bras it { duitg’ a la jonction de la pointe et du point a braser. Aprés
avoif I”la température de fusion de la brasure, il gonvient

d'ap yoré sur le joint et non pas sur la pointe du fer a braser.
b) La ¢ é 8e sur les deux extrémités d'un trou traversant métallisé, mais
la br 2 appliquée que sur une extrémité.
c) La tPmpéra pointe de fer de brasage ne doit pas dépasser la température de

travai 'alliage de brasage utilisé.

d) Certpins(composants peuvent nécessiter un préchauffage pour éviter tout dommage interne
résutant-du choc thermique.

15.1.2.3 Dissipateurs thermiques

Lorsqu'un brasage manuel des sorties est pratiqué prés du corps de composants sensibles a
la chaleur, un dissipateur thermique doit étre utilisé entre la pointe du fer a braser et le corps
du composant de fagon a limiter la vague de chaleur dans le corps du composant.

15.1.2.4 Remontées d'étain

Des remontées d'étain limitées sont acceptables jusqu'a la sortie au cours du brasage a
condition que tous les critéeres de mouillage spécifiés soient respectés. Les remontées d'étain
ne doivent pas dégrader la flexibilité de la sortie lorsque celle-ci est importante pour la fiabilité
du joint brasé.
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15.1.1.1 Irons for surface mounting components

Irons should have a maximum bit diameter of 3,0 mm and be set to a temperature between
260 °C and 295 °C, with a tolerance on the pre-selected idling temperature of +5 °C. Where the
devices are encapsulated in thermo-setting resin, a suitable maximum tip temperature should
be set.

15.1.1.2 Irons for through-hole components

For through-hole component leads, the iron power, bit size, and the temperature range shall be
in accordance with the manufacturer's recommendations. If none are available, irons should be
rated at 50 W and a suitable bit diameter, for example, 6,5 mm and be set between 300 °C and
375 °C yith a tolerance on the selected idling temperature of £5 °C.

15.1.1.3 Mixed technology boards

Soldering irons intended for use on through-hole components sha
reworking surface-mounted components.

d fox_sotdering or

15.1.2 | Non-reflow soldering through-hole componenr
15.1.2.1 Flux application
ation of

shall be
e solder

If used,|liquid flux shall be applied to
heat. TiLe use of excess flux should %
placed i

melts.

15.1.2.2

a) For e solder
intro point to be soldered. After applying Heat and
achi the flux-cored solder should be appliefl to the
joint

b) Hea a plated-through hole, but solder shall be applied only
to ome end.

c) The iron tip shall not exceed the specified |working
temnj

d) Somg YON require preheating to prevent internal damage arising from|thermal
shogk:

15.1.2.3 < Heat sinks

When hand soldering leads close to the body of heat-sensitive components to restrict heat flow
into the component body, a heat sink shall be used between the soldering iron tip and the body.

15.1.2.4 Solder wicking

Limited solder wicking up the lead during soldering is acceptable provided all specified wetting
requirements are met. Solder wicking shall not degrade lead flexibility where this is important
to solder joint reliability.
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15.1.3 Brasage des composants montés en surface

Les fers a braser ne conviennent pas au brasage des composants montés en surface destinés
a étre fixés avec de la créeme a braser.

15.1.3.1  Application du flux et de la brasure

En général, le flux est appliqué avec de la brasure a flux incorporé. Les exigences du premier
alinéa de 15.1.2.2 doivent s'appliquer.

15.1.3.2 Brasage de condensateurs en céramique sans sorties montés en surface

a) L'utilisation de fers a braser manuels sur des condensateurs en cérdmique_multicouches

sang sorties montés en surface est admise a condition que les te isgent étre
contrbélées par rapport a un niveau qui n'endommage pas le comp

b) Lorsjque leur utilisation est inévitable pour les produits de niveau\A i imiser
le rigque de choc thermique créant des micro-fissures intepne i ovoquer
une |[défaillance des composants sur le terrain, il convie i aser ne
puisge jamais étre en contact direct avec le corps du ca bs faces

des porties/terminaisons.

c) Lors 3s pointes d'ume pince
non ettant la pointg du fer
tout|d' : [ ' a carte imprimée |puis en
I'orig inagsor

15.1.4

a) Pour les composants y i il ‘eohvient d'utiliser des pointes d¢ pinces
(ou Uin outil similaire) i ' stalli i i gortie en
placg avec une légere p br — soit

dire¢tement sur la sor

b) Pour les cond gorties ou plus, il convient tout d'abord dg Iégére-
men f|xer deu (5 opposées en position alignée correcte en les|brasant
tem;t tes sont ensuite brasées individuellement |comme

indiqué ci- ent yelier correctement les deux joints préalablementf{fixés.

15.2 Br
La crém k oy les préformes fluxées conviennent pour une utilisation avec des|crayons
a gaz ch . il de'soudure a flux incorporé n'est pas approprié.

15.2.1 | Températur z

Au maximum, il convient que la température du gaz sortant du bec du crayon soit fixée au
niveau spécifié par le fabricant du composant a la température maximale que le composant
peut supporter pendant la durée requise pour le braser. Afin de réduire cette durée, il convient
que la conception de la plage d'accueil et la disposition des pistes associées soient
thermiquement isolées de toute masse thermique importante adjacente.

15.2.2 Blindage des composants adjacents

Afin d'éviter la refusion des joints brasés sur les composants adjacents, il convient de prévoir
un blindage approprié autour du composant a retoucher avant l'application du crayon a gaz
chaud.
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15.1.3 Soldering surface mounted components

Soldering irons are not suitable for soldering surface-mounted components intended to be
attached using solder paste.

15.1.3.1  Applying flux and solder

Normally flux is applied using cored solder. The requirements of the first paragraph of 15.1.2.2
shall apply.

15.1.3.2 Soldering surface-mounted leadless ceramic capacitors

a) Therus rrar d—sotdering—iror 6 der—teadtess eHttayer—ceramic
capgcitors is acceptable prowded that temperatures can be controll at does
not amage the component

b) Wheg thermal
shod e ~ the iron
tip gh 8 orptermination
fac:]s.

c) Whi tweezer
tips, on the
printed board and then moved towards the term|n

15.1.4 | Soldering surface-mounteo

a) For [components with two or three zer tips
(or g similar tool) should be used ressure
whil¢ the iron tip is applied — either {ire

b) For i first be
light i I i ent by)temporarily soldering them The rgmaining
lead ¢ i tacked
jointp

15.2 H

Solder { S suitable for use with hot gas pencils. Cored soldef wire is

unsuital

15.2.1

As a maxi he gags temperature as it emerges from the pencil nozzle should be s¢t to the

level sp F ponent

can with and dedign and

assomatedtrack layout should mclude thermal isolation from any adjacent large thermal mass.

15.2.2 Shielding adjacent components

To prevent remelt of solder joints on adjacent components, a suitable shield surrounding the
component to be reworked should be positioned prior to applying the hot gas pencil.
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15.2.3 Brasage des composants montés en surface sans sorties

Le crayon a gaz chaud est I'outil recommandé pour le brasage des condensateurs en céra-
mique multicouches individuels.

15.2.3.1 Ecoulement du gaz

Il convient de régler la vitesse d'écoulement du gaz afin d'éviter qu'il ne provoque un
déplacement involontaire des petits composants.

15.2.3.2 Opération de brasage

Apres apoir appliqué le flux a la brasure existante disponible sur les piécgs a jai bu avoir
placé 139 creme a braser sur leur interface, il convient de diriger I'¢ gaz en
séquenge vers les plages d'accueil, les joints et le corps. L'objeg ter leur
tempérdture de fagon uniforme afin que la brasure a toutes les in fape de
fusion de la fagon la plus simultanée possible.

Si, au d place le

compos fagon upiforme,

il convid i ‘ s)“modérée gvec des

pinces tout en dirigeant le jet de gaz vers le composant/Apré ion, le jet esf ensuite

retiré pd

Afin de convient

que la flision de la brasure dure le moins Qoss

15.2.4 | Brasage des com

Exceptd pour les petits com ; : Crayon a

gaz chaud de mainteni JTé intégré
e brasé

simultanément. Aprés
individugllement

15.2.5

dus traversants

La mas
traversqgnts

importante des sorties a trous traversants et des trous
plique que le crayon a gaz chaud n'est pas un outil |efficace

pour le
Apres a Mme a braser sur les plages d'accueil des trous traversants mgtallisés
et/ou dgns les\trous et avoir inséré les sorties des composants, il convient ensuite dé braser

chaque |joint-individuel. Le jet de gaz est dirigé de maniére alternée vers le trou traversant
meétallise_etf la sortie Ji||cr1|||'ﬁ ce que la brasure fonde et mouille toutes les surfaces dllj int.

Il convient de veiller a éviter la refusion des joints des composants montés en surface
adjacents.

16 Propreté/nettoyage

L'éventuelle réalisation du nettoyage dépend des exigences de l'utilisateur et/ou d'un accord
entre le fabricant et I'utilisateur. Voir CEI 61191-1, article 9.

Le choix est indépendant du niveau du produit. Il est plus susceptible d'étre influencé par
la durée de vie prévue dans l'environnement d'application, par la structure de conception,
par la compatibilité du matériau de surface et la nécessité du revétement enrobant.
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15.2.3 Soldering leadless surface mount components

The hot gas pencil is the preferred tool for soldering individual multilayer ceramic capacitors.

15.2.3.1 Gas flow

The rate of flow of the gas should be regulated to prevent it causing unwanted movement of
small components.

15.2.3.2 Soldering operation

Having either applied flux to existing available solder on the parts to be joined or placed solder
paste af their interface, the gas flow should be pointed in sequence at the/lands\the-jgints and
the body. The aim is to raise their temperature evenly so that sold Il the\interfaces
reaches| the molten stage as near simultaneously as possible.

If, durinlg this process, surface tension or the force of the gag je G bnent to
excess Mmisalignment or it does not sit evenly, the use of a gentle corre i rotating
or downward) force using tweezers, should be applied whife still\dirg Y towards
the com o)

To mair bn state
for the s

15.2.4

Except i 18 icult with a hot gas pencil to maintain
molten i ' eads at

oppositg

15.2.5

The con
holes (H

thfough-hole leads and associated plated through-
il is not an efficient tool for soldering these jojnts.

After so
leads i
alternat

on the PTH lands and/or in the holes and the component
joint should be soldered in turn. The gas jet is [directed
d until the solder melts and wets all the joint surfaces

Care sh | fo.ayoid remelting adjacent surface-mounted component joints.

16 Clganliness/cleaning

The decision on whether or not to use cleaning depends on the user requirements and/or on an
agreement between the manufacturer and the user. See clause 9 of IEC 61191-1.

The choice is independent of the product level. It is more likely to be influenced by planned life
in the application environment, by the design structure, surface material compatibility and
conformal coating needs.
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16.1 Utilisation de flux «sans nettoyage»

Cette procédure écarte la nécessité d'un nettoyage en utilisant du flux ou de la créme a braser
pouvant persister sur le produit fini sans détériorer la performance électrique et mécanique de
I'ensemble au cours de sa durée de vie théorique.

16.1.1 Types de créme/flux «sans nettoyage»
16.1.1.1 Crémel/flux «sans nettoyage»
Les résidus post-brasage de ce matériau peuvent étre laissés sur le produit et peuvent,

si nécessaire, étre retirés par la suite sans affecter sa performance a long terme. Cependant,
ces résiguspeuventinibertebormrconmtactgtectrique tors des operations d&ssas a ta gonde.

16.1.1.2 Crémel/flux «jamais nettoyé»

Les rés Convient
de ne jamais les retirer dans la mesure ou cela peut détériorer Ia per : rme.
Ces rés gonde.
16.1.2

Avant dp Y convient
que tou i imées, ts et\autres Jpiéces atteignent au moins le
niveau (

16.1.3

La man mple en
utilisant latériaux
corrosif

Les ag€ ' 3S 8 ¢ i i i golvants.
Les matg QquE eau, les composés organiques hydrosolubles et Ies com-
posés i ique y 5S. Les solvants comprennent Ies alcools esters, matériaux
chlorés 3 ures et
siloxang

ol, des
sion de

Une agitation par ultrasons des liquides de nettoyage est souvent utilisée pour améliorer
I'efficacité du nettoyage.

16.3 Processus de nettoyage
16.3.1 Description du processus

Le nettoyage implique I'exposition de I'ensemble brasé a un liquide ou a des vapeurs/gaz
(ou les deux) pendant une durée suffisante et a une température suffisante pour enlever les
contaminants potentiellement nocifs et avec un mouvement suffisant pour extraire les
particules non désirées. Cela peut étre suivi par une séquence d'immersions liquides
secondaires pour enlever le liquide de nettoyage et les contaminants avant de procéder au
séchage destiné a enlever tout reste de liquide. Autrement, le séchage peut suivre
immédiatement le retrait du liquide de nettoyage.
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16.1 Use of 'no clean’ fluxes
This procedure avoids the need for cleaning by use of flux or solder paste that can remain on

the finished product without deteriorating electrical and mechanical performance of the
assembly during its designed life.

16.1.1  'No clean’' flux/paste types
16.1.1.1  'No clean’ flux/paste

The post-soldering residues from this material can be left on the product and may, if desired,
subsequently be cleaned off without affecting its long-term performance. However, the residues
may inhjbitgood-etectricatcomtactduring probetesting operations:

16.1.1.2 'Never clean' flux/paste

The pogt-soldering residues from this material can be left on the~prod u ever be
cleaned|off as this can deteriorate long-term performance.

The res|dues may inhibit good electrical contact during probe

16.1.2

Prior to d sa de@ esses, all printed|boards,
compon can_as’ the lgvel of cleanliness required for
the com

16.1.3

The har S ayoi drtamination, for example, by usinglion-free
gloves idi W osive materials.

Current s or solvent. Aqueous materials include watgr, water
soluble oluble inorganic compounds. Solvents include glcohols,
esters, for—example, methylene chloride, trichlorethylene), tgrpenes,
hydroca 3 Qlati siloxanes. Combinations of these materials are used.,

Rinsing i by using the same material (self-rinse), alcohol, perfluorgcarbons
(PFCs) 5 i-aqueous process). Hydrocarbon or terpene emulsion washes followed
by an adg

Ultrasort

16.3 Cleaning processes
16.3.1 Description of process

Cleaning involves the exposure of the soldered assembly to a liquid, or vapour/gas (or both) for
a sufficient time and at a sufficient temperature to remove potentially harmful contaminants and
with sufficient movement to extract unwanted particulate material. This may be followed, either
by a sequence of secondary liquid immersions to remove the cleaning fluid and contaminants
before proceeding to the drying process which should remove all remaining liquid. Alternatively,
drying may immediately follow removal from the cleaning liquid.
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Dans certains cas, le léger mouvement mécanique au cours du nettoyage peut étre augmenté
ou remplacé par une agitation par ultrasons et/ou par des jets sous pression du liquide de
nettoyage pour permettre I'écoulement par de petits orifices et dans des zones ou de petites
espaces sont présents. Des jets d'air sous pression peuvent étre utilisés pour aider le retrait
des liquides emprisonnés sous les composants.

16.3.2 Sélection des matériaux de nettoyage

Il convient de ne faire aucune hypothése concernant la compatibilité des différents matériaux
de nettoyage dans la mesure ou certaines combinaisons peuvent avoir de graves
conséquences.

Il convignt que Ies fabricanis et les utilisateurs s .accordent a etablir des pormes relatjves aux
matérialix dont la compatibilité est reconnue dans des familles de com itions shimigues de
flux a la|fois pour le brasage et pour la retouche.

16.3.3 | Fréquence de nettoyage

Le nett ) asag afin de
s'assurg difficiles a nettoyer.
Le matdriel de traitement en Ilgne mécanisé peut ne pa S i réaliser
le nettoy ¢ 15 min.

16.3.4 | Choc thermique

Les gradients thermiques excessifs entte 1& v e et de
séchags i

16.3.5 | Vidange des en

Dans d¢s systémes dé i z ingJikconvient d'orienter les ensembles de maniére a
permettfe une vidange i 2Vi

Agitati@

16.3.6

Il convie hsemble
avant d'

Les sysjé utilisés
pour leg our tout
ensemb ne soit

qualifié

Il convigntde ne pas nettoyer par ultrasons apres chaque cycle les grandes cartes imjprimées
comport ; 2 i i de re-

touche. Il convient d'utiliser le nettoyage a la brosse local pour toutes les opérations de
nettoyage a l'exception de I'opération finale, de préférence de toujours utiliser un flux a trés
faible activité ou «sans nettoyage».

16.4 Evaluation de la propreté

Chaque fois que cela est possible, il convient de réaliser des essais sur les effets fonctionnels
d'un contaminant dans des conditions similaires a celles de I'environnement de travail attendu.
Les conditions spécifiées dans le présent paragraphe et tout calcul de zone de surface associé
s'appliquent aux deux c6tés de I'ensemble.

Il convient que les installations de production disposent d'une norme reposant sur la quantité
admissible de chaque type de contaminant. Les essais avec du matériel d'extraction ionique et
les essais de résistance d'isolement réalisés dans des conditions environnementales
spécifiées peuvent fournir une base pour établir une norme d'installation.
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In some instances, gentle mechanical movement during cleaning may be augmented or
replaced with ultrasonic agitation and/or pressurized jets of the cleaning liquid to assist flow
through small orifices and in areas where small gaps exist. Pressurized air jets may be used to
assist removal of liquids trapped beneath components.

16.3.2 Selection of cleaning materials

No assumptions should be made concerning the compatibility of different cleaning materials as
some combinations can have serious consequences.

Manufacturers and users should agree to standardize on known compatible materials within
families of flux chemistries for both soldering and rework.

16.3.3 | Frequency of cleaning

Cleaning shall be undertaken after every independent soldering operati Phat any
subseqyent heating does not make assemblies harder to clean/M 3 -l cessing
equipment may not require this. Cleaning should be carried ble after
any soldering operation, for example, within 15 min.

16.3.4 | Thermal shock

Excessiye thermal gradients between soldering bcesses

shall be|avoided. See 13.1.2.2.

16.3.5 | Drainage of assemblies

In bath ¢ allow maximum drainage and avoid
tidemar

16.3.6

Compor i S wstrerigth should be checked before applying ultrasonic
agitation.

Cleanin agitation shall not be used for level C products cgntaining
cavity s b naked
die unle

Large pfi ihg many components and which may require several rework cycles
should not be u traso \ically cleaned after each cycle. Local brush cleaning should be lised for
all except the fina eaning operation and, preferably, a 'no-clean' or very low activity flux

e dsed at all times.

should

16.4 Cleanliness assessment

Wherever possible, testing a contaminant for functional effects should be performed under
conditions similar to those of the expected working environment. The conditions represented in
this subclause and any related surface area calculations apply to both sides of the assembly.

Production facilities should have a standard based on how much of each type of contaminant
can be tolerated. Testing with ionic extract equipment and insulation resistance testing under
specified environmental conditions, can provide a base for setting a facility standard.
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Dans d'autres situations ou lorsque les niveaux sont modifiés de maniére significative,
il convient d'évaluer toutes conditions anormales.

16.4.1 Reésidus de flux

La liste suivante établit une analogie approximative entre les types de flux L, M et H ainsi que
les catégories traditionnelles de flux a base de résine et autres tels que les flux hydrosolubles
ou activés synthétiquement:

a) Types de flux LO: Tous les R, certains RMA, certains a faible teneur en solides
(«pas nettoyéy);

Types de flux L1: la majorité des RMA, certains RA;

)

c) Types de flux MO: la majorité des RA, certains a faible teneur en soli («pas\pettgyé»);
) Typgs de flux M1: la majorité de RA;

) Typés de flux HO: certains hydrosolubles;

f) Typgs de flux H1: tous les RSA, la majorité des activés
synthétiquement.

Les résidus provenant des flux cités ci-dessus compren asidus dewparticules, Jes rési-
dus blancs et les résidus de corrosion et il convient d

16.4.2 | Controle visuel

Il convjent de procéder immédiatement\ a post nettoyage sans
grossisgement. Lorsque des problémes, sont re il est possible d'effectuer un fcontréle
plus mingutieux avec un grossissement

ppr%

Il convignt de juger la corfamirafion non‘seu par rapport a ses attributs fonctiopnels ou
cosmétigues, mais égalem c idérer comme un avertissement quant a un [élément
défaillant du systéme

Mesure@

En imm i semble et en mesurant le changement de conductivité db liquide
utilisé, i iveaux moyens de contamination ionique résidumllle pour
les ensd s\Les coptaminants non ioniques ne sont pas mesurés. Cette méthode
est adaptée & sxficati gguliere des échantillons de production et peut géngrer des

16.4.3

Pour le$ compo vec de petits dégagements d'élévation, les niveaux réels de ¢ontami-
nation e déterminés que si ces composants sont tout d'abord parti¢gllement
soulevép\pour permettre l'accés a tout matériau emprisonné au-dessous de ceux-c|, action
destructive. La fusion de la brasure lors du soulevement partiel doit eire eifectuee sans utiliser
de flux, dans la mesure ou cela entraine une augmentation involontaire du niveau de
contamination.

Il convient de ne pas utiliser la mesure de la conductivité de l'extrait de solvant pour
I'évaluation des niveaux de contamination aprés I'assemblage a l'aide de flux «pas nettoyé»
et «jamais nettoyé».

17 Essais électriques

Afin de minimiser la retouche et, en conséquence, maintenir une fiabilité élevée, il convient que
le programme d'essais électriques comprenne a la fois des essais in situ et totalement
fonctionnels ou chaine de test périphérique équivalent ou d'autres essais.
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